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Part 5-5: Attachment (land/joint) considerations —
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FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC lis to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and eléctronic f
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Techrical Specifi
nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter/referred to
cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee in
e subject dealt with may participate in this preparatory work. International,”governmental a
rnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborateg
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance “with conditions determ
ement between the two organizations.

ormal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as'nearly as possible, an inte

bsted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for intepnational use and are accepted by IEC
mittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical conten
cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

der to promote international uniformity, IEC Natienal Committees undertake to apply IEC Pub
parently to the maximum extent possible in*“their national and regional publications. Any diV
een any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly ind
htter.

provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
bment declared to be in conformity with’an IEC Publication.

sers should ensure that they have the latest edition of this publication.

ability shall attach to IEC of its' directors, employees, servants or agents including individual exp|
bers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dal

damage of any nature‘whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fq
nses arising out of/the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any of
cations.

tion is drawn_tonthe Normative references cited in this publication. Use of the referenced public
pensable forthe correct application of this publication.

tion is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
ht rights~EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

tiohal Standard IEC 61188-5-5 has been prepared by IEC technical committ

mprising
promote
elds. To
cations,
hs “IEC
terested
hd non-
closely
ined by

national
from all

National
t of IEC
for any

ications
ergence
cated in

for any
erts and
mage or

es) and
her IEC

btions is

bject of

ce 91:

nics assembply technology.

This bilingual version, published in 2009-09, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/704/FDIS 91/736/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
IEC 61188-5-5 is to be read in conjunction with IEC 61188-5-1.

A list of all parts of the IEC 61188 series, under the general title Printed boards and printed
board assemblies — Design and use, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

*  recprfirmed:

* withdrawn;

* repjaced by a revised edition, or
*+ amgnded.
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INTRODUCTION

This part of IEC 61188 covers land patterns for components with gull-wing leads on four sides.
Each clause gives information in accordance with the following format.

The proposed land pattern dimensions in this standard are based upon the fundamental
tolerance calculation combined with the given land protrusions and courtyard excesses (see
IEC 61188-5-1, Generic requirements). The courtyard includes all issues of the normal
manufacturing necessities.

The unaltered land pattern dimensions of this part are generally applicable for the solder
paste @pplicafion plus reflow soldering process. For applicafion of the wave soldering, grocess,
the land pattern dimensions normally have to be modified. Orientation parallel ta~thg¢ wave
direction is preferable and special, suitably dimensioned solder thieves should be\added.

This standard offers a threefold land pattern dimensioning (levels 1, 2, and<3) on the blasis of
a thregfold set of land protrusions and courtyard excesses: maximum (mdx.); median| (mdn)
and minimum (min.). Each land pattern has been assigned an identificatioh number to inpdicate
the chlaracteristics of the specific robustness of the land patterns. Users also haje the
opportpnity to organize the information so that it is most useful fop-their particular desigp.

If a user has good reason to use a concept different from that of IEC 61188-5-1, or if the user
preferd unusual land protrusions, this standard should be-used for checking the regsulting
solder fillet size.

It is the responsibility of the user to verify the, SMD land patterns used for achieving an
undisturbed mounting process including testing 'and an ensured reliability for the product
stress conditions in use.

Compgnent dimensions listed in this standard are those available on the market and |should
be regarded as for reference only.
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PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Part 5-5: Attachment (land/joint) considerations —
Components with gull-wing leads on four sides

1 Scope

This part of IEC 61188 provides information on land pattern geometries used for the\gurface
attachment of electronic components with gull-wing leads on four sides. The .intent|of the
informftion presented herein is to provide the appropriate size, shape and-tolerances of
surfacge mount land patterns to ensure sufficient area for the appropriate solder-fillet, and also
allow fpr inspection, testing and reworking of those solder joints.

Each flause contains a specific set of criteria such that the information presented is
consisient, providing information on the component, the component dimensions, the|solder
joint dg¢sign and the land pattern dimensions.

The lapd pattern dimensions are based on a mathematical imodel that establishes a platform
for a splder joint attachment to the printed board. The existing models create a platform|that is
capable of establishing a reliable solder alloy used toimake that joint (lead-free, tin lead, etc.).

Procegs requirements for solder reflow are differént based on the solder alloy and shquld be
analyzped in order that the process is above-that temperature a sufficient time to form a
reliabl¢ metallurgical bond.

2 Ngrmative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dajed references, only thé_edition cited applies. For undated references, the latest |edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61|188-5-1, Printédyboards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-1:
Attachinent (land/joint) considerations — Generic requirements

3 Geéneral-information

3.1 General component description

The four-sided gull wing family is characterized by gull-wing leads on four sides of a square or
rectangular package. The family includes both molded plastic and ceramic case styles. The
acronyms PQFP (plastic quad flat pack) and CQFP (ceramic quad flat pack) are also used to
describe the family.

There are several lead pitches within the family form 1,0 mm to 0,30 mm. High lead-court
packages are available in this family that accommodate complex, high lead-count chips.

3.2 Marking

The PQFP and CQFP families of parts are generally marked with the manufacturer’s part
numbers, manufacturer’s name or symbol and a pin 1 indicator. Some parts may have a pin 1
feature in the case shape instead of pin 1 marking. Additional markings may include date-
code manufacturing lot and/or manufacturing location.
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3.3 Carrier packaging format
Carrier packaging format may be provided in tube but packaging tray carries are preferred for

best handling and high volume applications. Bulk packaging is not acceptable because of lead
co-planarity required for placement and soldering.

3.4 Process considerations

PQFP and CQFP packages are normally processed by reflow solder operations.

High lead-count fine pitch parts may require special processing outside the normal pick/place
and reflow manufacturing operations.

4 PQFP (square)

4.1 Field of application

This clause provides the component and land pattern dimensions fon Square PQFP (plastic
quad flat pack) components. Basic construction of the PQFP device\is also covered.|At the
end of| this clause is a listing of the tolerances and target solder‘joint dimensions ysed to
arrive at the land pattern dimensions.

4.2 Component descriptions

PQFPY are widely used in a variety of application$) for commercial, industrial or military
electronics.

4.2.1 Basic construction

The qyad flat pack has been developed forapplications requiring low height and high density.
The HQFP, along with the LSOP components, are frequently used in memory card
applicgtions (see Figure 1).

4.2.1.1 Termination materials

Leads [shall be solder-coated with a tin/lead alloy. The solder should contain between 48 % to
68 % t|n. Solder may be-applied to the leads by hot dipping or by plating from solution.|Plated
solder [terminations should be subjected to post plating reflow operation to fuse the folder.
The tinf/lead finish should be at least 0,007 5 mm thick.

4.21.20  Mafking

All parts_shall be marked with a part number and an index area. The index area shall identify
the locftion of pin 1.

4.2.1.3 Carrier package format

The carrier package format for flat packs may be tubular in shape but, in most instances, flat
packs are delivered in a carrier tray.

4.21.4 Process considerations

PQFPs are usually processed using standard reflow solder processes. Parts should be
capable of withstanding ten cycles through a standard reflow system operating at 235 °C.
Each cycle shall consist of 60 s exposure at 235 °C.
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4.3

Land pattern dimensional data may need to be adjusted if the component dimension
does npt match JEDEC and/or JEITA sheets.

Figure|2 provides the component dimensions for PQFP (square) centponents.

IEC 2022/07

Figure 1 — PQFP (square)

Component dimensions

bl data
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Dimensions in millfmetres
L2 L1 L
EIAJ codes JEDEC code
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-QFP-0036-0505-1,00 P-QFP/036-5x5-1,00 12,95 18,45 12,95 13,45 0,73 1,03
P-QFP-0044-0505-0,80 P-QFP/044-5x5-0,80 12,95 13,45 12,95 13,45 0,73 1,03
P-QFP-0052-0505-0,65 P-QFP/052-5x5-0,65 12,95 13,45 12,95 13,45 0,73 1,03
P-QFP-0048-1212-0,80 P-QFP/048-12x12-0,80 14,95 15,45 14,95 13,45 0,73 1,03
P-QFP-0052-1414-1,00 P-QFP/052-14x14-1,00 16,95 17,45 16,95 17,45 0,73 1,03
P-QFP-0064-1414-0,80 P-QFP/064-14x14-0,80 16,95 17,45 16,95 17,45 0,73 1,03
P-QFP-0080-1414-0,65 P-QFP/080-14x14:0;65 15,75 17,45 16,95 17,45 0,73 1,03
P-QFP-0100-1414-0,50 P-QFP/100-14x1420,50 15,75 16,25 15,75 16,25 0,45 0,75
P-QFP-0120-1414-0,40 P-QFP/120-14x14-0,40 15,75 16,25 15,75 16,25 0,45 0,75
P-QFP-0168-1414-0,30 P-QFP/168<14x14-0,30 15,75 16,25 15,75 16,25 0,45 0,75
P-QFP-0076-2020-1,00 P-QFR/076-20x20-1,00 22,95 23,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0076-2020-1,00 P-QFP4076-20x20-1,00 22,95 23,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0088-2020-0,80 P:QFP/088-20x20-0,80 22,95 23,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0088-2020-0,80 P-QFP/088-20x20-0,80 22,95 23,45 22,95 23,45 0,73 1,03
w S* B A P H
Remarks
Min. Nom. Max. Min. Max.
0,34 0,40 0,46 10,89 11,55 10,0 10,0 1,00 2,45
0,29 0,35 0,41 10,89 11,55 10,0 10,0 0,80 2,45
0,22 0,30 0,36 10,89 11,55 10,0 10,0 0,65 2,45
0,29 0,35 0,41 12,89 13,55 12,0 12,0 0,80 2,45
0,34 0,40 0,46 14,89 15,55 14,0 14,0 1,00 3,15
0,29 0,35 0,41 14,89 15,55 14,0 14,0 0,80 3,15
0,22 0,30 0,36 14,89 15,55 14,0 14,0 0,65 3,15
0,17 0,20 0,23 14,25 14,91 14,0 14,0 0,50 3,15
0,13 0,16 0,19 14,25 14,91 14,0 14,0 0,40 3,15
0,09 0,12 0,15 14,25 14,91 14,0 14,0 0,40 3,15
0,34 0,40 0,46 20,89 21,55 20,0 20,0 1,00 3,15 Low stand-off
0,34 0,40 0,46 20,89 21,55 20,0 20,0 1,00 3,40 High stand-off
0,29 0,35 0,41 20,89 21,55 20,0 20,0 0,80 3,15 Low stand-off
0,29 0,35 0,41 20,89 21,55 20,0 20,0 0,80 3,40 High stand-off

*

Calculated value.

Figure 2 — PQFP (square) component dimensions
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Dimensions in millimetfes
L2 =1 Lp
EIAJ codes JEDEC code
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-QFP-0112-2020-0,65 P-QFP/112-20x20-0,65 22,95 | 23,45 ,| 22,95 | 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0112-2020-0,65 P-QFP/112-20x20-0,65 22,95 | 23,45 22,95 | 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0144-2020-0,50 P-QFP/144-20x20-0,50 21,75 | 2225 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0144-2020-0,50 P-QFP/144-20x20-0,50 21,75 /22,25 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0176-2020-0,40 P-QFP/176-20x20-0,40 21,75 [~22,25 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0176-2020-0,40 P-QFP/176-20x20-0,40 24575 | 22,25 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0240-2020-0,30 P-QFP/240-20x20-0,30 21,75 | 22,25 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0176-2424-0,50 P-QFP/176-24x24-0,50 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 0,45 0,75
P-QFP-0176-2424-0,50 P-QFP/176-24x24-0,50 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 0,45 0,75
P-QFP-0216-2424-0,40 P-QFP/216-24x24-Q¢40 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 0,45 0,75
P-QFP-0216-2424-0,40 P-QFP/216-24x24-0,40 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 0,45 0,75
P-QFP-0128-2828-0,80 P-QFP/128-28x28-0,80 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 0,73 1,03
P-QFP-0128-2828-0,80 P-QFP/128528x28-0,80 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 0,73 1,03
P-QFP-0160-2828-0,65 P-QFP/160-28x28-0,65 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 0,73 1,03
w S*
B A P H Remarks
Min Nom. Makx. Min. Max.
0,22 0,30 0,86 20,89 | 21,55 | 20,0 20,0 0,65 3,15 Low stand-off
0,22 0,30 0,36 20,89 | 21,55 | 20,0 20,0 0,65 3,40 High stand-off
0,17 0,2 0,23 20,25 | 20,91 | 20,0 20,0 0,50 3,15 Low stand-off
0,17 0,2 0,23 20,25 | 20,91 | 20,0 20,0 0,50 3,40 High stand-off
0,13 0,16 0,19 20,25 | 20,91 | 20,0 20,0 0,40 3,15 Low stand-off
0’1 n’1R n"IO ')n7')r: ')n’Q'I 'm’n ')n1n n1/1n '2’/1{1 I-ligh stand off
0,09 0,12 0,15 20,25 | 20,91 | 20,0 20,0 0,30 3,40 Low stand-off
0,17 0,2 0,23 24,85 | 25,51 | 24,0 24,0 0,50 3,85 High stand-off
0,17 0,2 0,23 24,85 | 25,51 | 24,0 24,0 0,50 4,10 Low stand-off
0,13 0,16 0,19 24,85 | 25,51 | 24,0 24,0 0,40 3,85 High stand-off
0,13 0,16 0,19 24,85 | 25,51 | 24,0 24,0 0,40 4,10 Low stand-off
0,29 0,35 0,41 28,89 | 29,55 | 28,0 28,0 0,80 3,85 High stand-off
0,29 0,35 0,41 28,89 | 29,55 | 28,0 28,0 0,80 4,10 Low stand-off
0,22 0,3 0,36 28,89 | 29,55 | 28,0 28,0 0,65 3,85 High stand-off

*

Calculated value.

Figure 2 (continued)
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Dimensions in millimdtres
EIAJ codes JEDEC code L2 L1 Lp
Min. Max. Miny Max. Min. Max.

P-QFP-0160-2828-0,65 P-QFP/160-28x28-0,65 30,95 31,45 30,95 31,45 0,73 1,03

P-QFP-0208-2828-0,50 P-QFP/208-28x28-0,50 30,35 30,85 30,35 30,85 0,45 0,75

P-QFP-0208-2828-0,50 P-QFP/208-28x28-0,50 30,35 30,85 30,35 30,85 0,45 0,75

P-QFP-0256-2828-0,40 P-QFP/256-28x28-0,40 30,35 30,85 30,35 30,85 0,45 0,75

P-QFP-0256-2828-0,40 P-QFP/256-28x28-0,40 30,35 30,85 30,35 30,85 0,45 0,75

P-QFP-0184-3232-0,65 P-QFP/184-32x32-0,65 34,95 35,45 34,95 35,45 0,73 1,03

P-QFP-0240-3232-0,50 P-QFP/240-32x32-0,50 34,95 34,85 34,95 34,85 0,45 0,75

P-QFP-0296-3232-0,40 P-QFP/296-32x32-0,40 34,95 34,85 34,95 34,85 0,45 0,75

P-QFP-0272-3636-0,50 P-QFP/272-36x36-0,50 38,35 38,85 38,35 38,85 0,45 0,75

P-QFP-0336-3636-0,40 P-QFP/336-36x36-0,40 38,35 38,85 38,35 38,85 0,45 0,75

P-QFP-0232-4040-0,65 P-QFP/232-40x4040,65 42,95 43,45 42,95 43,45 0,73 1,03

P-QFP-0304-4040-0,50 P-QFP/304-40x40-0,50 42,35 42,85 42,35 42,85 0,45 0,75

P-QFP-0376-4040-0,40 P-QFP/376+40x40-0,40 42,35 42,85 42,35 42,85 0,45 0,75

w S* B A P H
Remarks
Min Nom. Max. Max. Max.
0,22 0,3 0,36 28,89 | 29,55 28,0 28,0 0,65 4,10 Low stand-off
0,17 0,2 0523 28,85 | 29,51 28,0 28,0 0,50 3,85 High stand-off
0,17 0,2 0,23 28,85 | 29,51 28,0 28,0 0,50 4,10 High stand-off

0,13 0,16 0,19 28,85 | 29,51 28,0 28,0 0,40 3,85 | High stand-off

0,13 0316 0,19 28,85 | 29,51 28,0 28,0 0,40 4,10 | High stand-off

0,22 0,3 0,36 32,89 | 29,51 32,0 32,0 0,65 4,10 | High stand-off
0,17 0,2 0,23 33,45 | 33,89 32,0 32,0 0,50 4,10 [ High stand-off
0,13 0,16 0,19 33,45 | 33,89 32,0 32,0 0,40 4,10 [ High stand-off
0,17 0,2 0,23 36,85 | 37,51 36,0 36,0 0,50 4,50 | High stand-off
0,13 0,16 0,19 36,85 | 37,51 36,0 36,0 0,40 4,50 | High stand-off
0,22 0,3 0,36 40,89 | 41,55 40,0 40,0 0,65 4,50 | High stand-off
0,17 0,2 0,23 40,85 | 41,51 40,0 40,0 0,50 4,50 [ High stand-off

0,13 0,16 0,19 40,85 | 41,51 40,0 40,0 0,40 4,50 [ High stand-off

* Calculated value.

Figure 2 (continued)
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4.4 Solder joint fillet design

Figure 3 shows the shape and dimensions of the solder fillet after the soldering process. The
minimum, median and maximum dimensions of each of toe, heel and side fillet are determined
by taking into consideration solder joint reliability and also quality and productivity in the
mounting process of parts.

In designing land patterns, three accuracy factors need to be taken into consideration:

— parts dimensions accuracy (C);

— parts mount accuracy on PWBs (P);
F

L —l fDAALD
- Idlu STidpe atluldly O mvvbs (M),

in addjtion to fillet dimensions. The formulae to obtain the tolerance resulted(frem| these
factors| are basically as follows:
a) Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 1)

In the flow soldering process there is no self-alignment effect. Thus{the formulae |cannot
be gimplified but remain the same, as follows:

Zmax = Lmin + 2Jy max + Tt Tr= \/FL12+PL12+CL2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymax-Ty Ty, = \/FL12+PL12+C82

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg= \/FL12+PL12+CW2

b) Design consideration when soldered without self*alignment effect (level 2)

Zmax = Lmin + 2J; mdn + T P = \/FL22+PL22+CL2
Gmin = Smax(rms) — 2Jy mdn T T, = \/FL22+PL22+C32
Xmax = Wmin + 2Jg mdn .+ Tg Tg= \/FL22+P|_22+CW2

c) Design consideration when_soldered with self-alignment effect (level 3)

Zmax = Lmin +2d3'min + Ty Tr= \/FL32+PL32+CL2
Gmin = Smax(fms) - 2Jymin-Ty T, = \/FL32+PL32+CSZ
XmaxEWmin + 2 Jgmin + Tg Tg = \/FL32+PL32+Cw2

In the reflow'soldering process, there is a self-alignment effect. In the surface mount process
of reflpw."soldering, parts mount displacement when soldered can be cancelled bly self-
alignment effect (therefore factor P can be regarded as 0). In addition, the tolerance of the
land shape accuracy of PWBs is about +30 um, and this is extremely small when compared
with that of the parts dimensions accuracy (therefore factor F can be regarded also as 0).
Thus, the formulae can be simplified as follows:

Ty=C_ Zmax = Lmin + 2Jrmin + C| = Lmax + 2Jymin

Ty = Cg, Gmin = Smax (rms) — 2Jymin — Cg

Tg = Cy, Xmax = Wmin + 2Jgmin + C\y, = Wmax + 2Jgmin
In addition, the following value Gmin > A, B is also necessary so that the land should not be
hidden under the QFP. The stand-off of the component mould is nearly zero. The land pattern

design should be made to prevent the lead from floating caused by the solder under the
component.
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Any tolerance other than the above may be used depending on the soldering strength
required, the capability of the production process used, and so on.

Jr Js w

Zmax. JH Xmax.
- - -

Dimensions ip millimetres

IEC 2011/0f

Tolerance Solder joint
assumptions Toe Heél Bide
Compohent
pitch F P Jr Ju Js
LU 1 S| eo | Max | Mdn | Min. | €eC ) Max. | Mdn | Min. | Cw | Maf. | Mdn | Min
Lans | Lans | O : HIR ' N ' '
1,0( 0,1 0,1 0,5 0,55 | 0,35 0,2 0,656 0,5 0,35 0,2 0,12 0,0p 0 0
0,8( 0,1 0,1 0,5 0,55 | 0,35 0,2 0,656 0,5 0,35 0,2 0,12 0,0p 0 0
0,64 0,1 0,1 0,5 0,55 | 0,35 0,2 0,656 0,5 0,35 0,2 0,14 0,0p 0 0
0,5( 0,1 0,1 0,5 0,55 | 0,35 0,2 0,656 0,2 0,2 0,2 0,06 0 0 0
0,4( 0,1 0,1 0,5 0,55 | 0,35 0,2 0,656 0,2 0,2 0,2 0,06 0 0 0
0,3( 0,1 0,1 0,5 0,55 |.0,85 0,2 0,656 0,2 0,2 0,2 0,06 0 0 0

NOTE PQFP with lead pitch of 0,5 mm or less)are not suitable for flow soldering.

Figure 3 — Solder joint fillet design

4.5 |and pattern dimensions

Figure|4 shows land pattern dimensions for PQFP (square) for reflow and flow solfering.
These [values are{calculated based on the formula for the solder joint fillet design of 4.5

The cdurtyard is calculated using the following formula and rounded off (round-off factpr is to
the ne1arest 0,05 mm for minimum values and to the nearest 0,5 mm for maximum valuep).

CY,={whichever larger [L1min + F2+P2? + C|_2 ] or [Z1]} + (courtyard excess x 2)

CY,={whichever larger [L2min +1/F2 +P? 4 C|_2 ] or [Z2]} + (courtyard excess x 2)
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Dimensions in mfllimetres
i::,tltt?f::r EIAJ code JEDEC code Y4 G X Y P CY, CY,
Level 1

5000I\f| P-QFP-0036-0505-1,00 P-QFP/036-5x5-1,00 14,6 | 10,0 |N0,63 2,3 1,00 16 16
5001\ P-QFP-0044-0505-0,80 P-QFP/044-5x5-0,80 14,6 | 10,0/ 0,58 2,3 0,80 16 16
5002\l P-QFP-0052-0505-0,65 P-QFP/052-5x5-0,65 14,6 { 100 | 0,52 2,3 0,65 16 16
5003Nl P-QFP-0048-1212-0,80 P-QFP/048-12x12-0,80 16,6())*12,0 | 0,58 2,3 0,80 18 18
5004 N1 P-QFP-0052-1414-1,00 P-QFP/052-14x14-1,00 186 | 14,0 | 0,63 2,3 1,00 20 20
5005\ P-QFP-0064-1414-0,80 P-QFP/064-14x14-0,80 18,6 | 14,0 | 0,58 2,3 0,80 20 20
5006N! P-QFP-0080-1414-0,65 P-QFP/080-14x14-0,65 18,6 | 14,0 | 0,52 2,3 0,65 20 20
5007Nl P-QFP-0100-1414-0,50 P-QFP/100-14x14-0,50 17,4 | 14,0 | 0,33 1,7 0,50 19 19
50081 P-QFP-0120-1414-0,40 P-QFP/120-14x1470,40 17,4 | 14,0 | 0,29 1,7 0,40 19 19
5010\ P-QFP-0076-2020-1,00 P-QFP/076-20x20-1,00 246 | 20,0 | 0,63 2,3 1,00 26 26
5011NI P-QFP-0076-2020-1,00 P-QFP/076:20x20-1,00 24,6 | 20,0 | 0,63 2,3 1,00 26 26
5012\l P-QFP-0088-2020-0,80 P-QFP/088.20x20-0,80 24,6 | 20,0 | 0,58 2,3 0,80 26 26
50131 P-QFP-0088-2020-0,80 P-QFEP/088-20x20-0,80 246 | 20,0 | 0,58 2,3 0,80 26 26
5014\ P-QFP-0112-2020-0,65 P-QFP/112-20x20-0,65 246 | 20,0 | 0,52 2,3 0,65 26 26
5015NI P-QFP-0112-2020-0,65 P-QFP/112-20x20-0,65 24,6 | 20,0 | 0,52 2,3 0,65 26 26
5016NI P-QFP-0144-2020-0,50 P-QFP/144-20x20-0,50 23,4 | 20,0 | 0,33 1,7 0,50 25 25
5017M1 P-QFP-0144-2020-0,50 P-QFP/144-20x20-0,50 23,4 | 20,0 | 0,33 1,7 0,50 25 25
5018\ P-QFP-0176-2020-0;40 P-QFP/176-20x20-0,40 23,4 | 20,0 | 0,29 1,7 0,40 25 25
5019NI P-QFP-0176-2020-0,40 P-QFP/176-20x20-0,40 23,4 | 20,0 | 0,29 1,7 0,40 25 25
5021\l P-QFP-0176-2424-0,50 P-QFP/176-24x24-0,50 28,0 | 24,4 | 0,33 1,8 0,50 29 29
50221 P-QFP-0176-2424-0,50 P-QFP/176-24x24-0,50 28,0 | 24,4 | 0,33 1,8 0,50 29 29
5023\ P-QFR<0216-2424-0,40 P-QFP/216-24x24-0,40 28,0 | 24,4 | 0,29 1,8 0,40 29 29
5024Ni P-QFP-0216-2424-0,40 P-QFP/216-24x24-0,40 28,0 | 24,4 | 0,29 1,8 0,40 29 29
5025N1 PsQFP-0128-2828-0,80 P-QFP/128-28x28-0,80 32,6 | 28,0 | 0,58 2,3 0,80 34 34
50261 P-QFP-0128-2828-0,80 P-QFP/128-28x28-0,80 32,6 | 28,0 | 0,58 2,3 0,80 34 34
5027 M P=QFP-0160-2828-0,65 P-QFP7160-28%X28-0,65 326 1 28,01 0,52 2,3 0,65 34 34
5028M P-QFP-0160-2828-0,65 P-QFP/160-28x28-0,65 32,6 | 28,0 | 0,52 2,3 0,65 34 34
5029M P-QFP-0208-2828-0,50 P-QFP/208-28x28-0,50 32,0 | 28,4 | 0,33 1,8 0,50 33 33
5030M P-QFP-0208-2828-0,50 P-QFP/208-28x28-0,50 32,0 | 28,4 | 0,33 1,8 0,50 33 33
5031M P-QFP-0256-2828-0,40 P-QFP/256-28x28-0,40 32,0 | 28,4 | 0,29 1,8 0,40 33 33
5032M P-QFP-0256-2828-0,40 P-QFP/256-28x28-0,40 32,0 | 28,4 | 0,29 1,8 0,40 33 33
5033M P-QFP-0184-3232-0,65 P-QFP/184-32x32-0,65 36,6 | 32,0 | 0,52 2,3 0,65 38 38
5034M P-QFP-0240-3232-0,50 P-QFP/240-32x32-0,50 36,4 | 33,0 | 0,33 1,7 0,50 38 38
5035M P-QFP-0296-3232-0,40 P-QFP/296-32x32-0,40 36,4 | 33,0 | 0,29 1,7 0,40 38 38
5036M P-QFP-0272-3636-0,50 P-QFP/272-36x36-0,50 40,0 | 36,4 | 0,33 1,8 0,50 41 41
5037M P-QFP-0336-3636-0,40 P-QFP/336-36x36-0,40 40,0 | 36,4 | 0,29 1,8 0,40 41 41
5038M P-QFP-0232-4040-0,65 P-QFP/232-40x40-0,65 44,6 | 40,0 | 0,52 2,3 0,65 46 46
5039M P-QFP-0304-4040-0,50 P-QFP/304-40x40-0,50 44,0 | 40,4 | 0,33 1,8 0,50 45 45
5040M P-QFP-0376-4040-0,40 P-QFP/376-40x40-0,40 44,0 | 40,4 | 0,29 1,8 0,40 45 45
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Pattern EIAJ code JEDEC code z |6 | x| Y | P |cYcy,
Level 2
5000N | P-QFP-0036-0505-1,00 | P-QFP/036-5x5-1,00 | 14,2 | 10,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00 | 14,7 | 14,7
5001N | P-QFP-0044-0505-0,80 | P-QFP/044-5x5-0,80 14,2 | 10,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 14,7 | 14,7
5002N__ | P-QFP-0052-0505-0,65 | P-QFP/052-5x5-0,65 14,2 | 10,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 14,7 | 14,7
5003N__ | P-QFP-0048-1212-0,80 | P-QFP/048-12x12-0,80 | 16,2 | 12,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 16,7 | 16,7
5004N | P-QFP-0052-1414-1,00 | P-QFP/052-14x14-1,00 | 18,2 | 14,1 | 0,563 | 2,05 | 1,00 | 18,7 | 18,7
5005N | P-QFP-0064-1414-0,80 | P-QFP/064-14x14-0,80 | 18,2 | 14,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 18,7 | 18,7
5006N | P-QFP-0080-1414-0,65 | P-QFP/080-14x14-0,65 | 18,2 | 14,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 18,7 | 18,7
5007N__ | P-QFP-0100-1414-0,50 | P-QFP/100-14x14-0,50 | 17,0 | 14,0 | 0,33 | 1,50 | 0,50 | 17,5 | 17,5
5008 P QFR 04204444040 | P QFRA20 +4x+4046— | +76 1 +40 1 620 460 [ 046 [ 47,5 | 17,5
5010 | P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 24,2 | 20,1 | 0,53 | 2,05 | 1,007 | b4.7 | 24,7
5011 | P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 24,2 | 20,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00| b4,7 | 24,7
5012 | P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 24,2 | 20,1 | 0,48 | 2,05 10,80 | ba,7 | 24,7
5013 | P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 24,2 | 20,1 | 0,48 | 2,05°D 0,80 | ba,7 | 24,7
5014§ | P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 24,2 | 20,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | p4,7 | 24,7
50150 | P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 24,2 | 20,1 | 0,42)[2,05 | 0,65 | b4,7 | 24,7
50160 | P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 23,0 | 20,0 | 0.33.] 1,50 | 0,50 | }3,5 | 23,5
5017 | P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 23,0 | 20,0 | (0,33 | 1,50 | 0,50 | }3,5 | 23,5
5018 | P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 23,0 | 20,0 | 0,29 | 1,50 | 0,40 | }3,5 | 23,5
5019 | P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 23,0 | 0,0 | 0,29 | 1,50 | 0,40 | b3,5 | 23,5
50210 | P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 27,6 {-24,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | p8,1 | 28,1
5022 | P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 27,6 | 24,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | p8,1 | 28,1
50230 | P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 _|.276 | 24,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | p8,1 | 28,1
5024§ | P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 27,6 | 24,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | p8,1 | 28,1
50250 | P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-28x28-0,80 | 32,6 | 28,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | b2,7 | 32,7
5026 | P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-26x28-0,80 | 32,6 | 28,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | b2,7 | 32,7
5027 | P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x26-0,65 | 32,6 | 28,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | b2,7 | 32,7
5028 | P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 32,6 | 28,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | b2,7 | 32,7
5029§ | P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208,26x28-0,50 | 31,6 | 28,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | p2,1 | 32,1
5030§ | P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-26x28-0,50 | 31,6 | 28,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | p2,1 | 32,1
5031 | P-QFP-0256-2628-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 31,6 | 28,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | p2,1 | 32,1
5032 | P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 31,6 | 28,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | p2,1 | 32,1
5033 | P-QFP-0184-3232-0,65|.P-QFP/184-32x32-0,65 | 36,2 | 32,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | b6,7 | 36,7
5034 | P-QFP-0240-3232-0,50-) | P-QFP/240-32x32-0,50 | 35,9 | 33,0 | 0,33 | 1,45 | 0,50 | b6,4 | 36,4
50350 | P-QFP-0296-3232%0,40 | P-QFP/296-32x32-0,40 | 35,9 | 33,0 | 0,29 | 1,45 | 0,40 | b6,4 | 36,4
5036 | P-QFP-0272-3636-0,50 | P-QFP/272-36x36-0,50 | 39,6 | 36,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | $0,1 | 40,1
5037 | P-QFP-0336,3636-0,40 | P-QFP/336-36x36-0,40 | 39,6 | 36,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | }0,1 | 40,1
5038 | P-QFP-0282-4040-0,65 | P-QFP/232-40x40-0,65 | 44,2 | 40,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | §4,7 | 44,7
5039§ | P-QFRC0304-4040-0,50 | P-QFP/304-40x40-0,50 | 43,6 | 40,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | h4,1 | 44,1
50400 | P-QEP-0376-4040-0,40 | P-QFP/376-40x40-0,40 | 43,6 | 40,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | p4,1 | 44,1
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Pattern EIAJ code JEDEC code z |6 | x| Y | P |cYcy,
Level 3
5000L | P-QFP-0036-0505-1,00 | P-QFP/036-5x5-1,00 13,75 | 10,45 | 0,50 | 1,65 | 1,00 | 14,0 | 14,0
5001L | P-QFP-0044-0505-0,80 | P-QFP/044-5x5-0,80 13,75 | 10,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | 14,0 | 14,0
5002L | P-QFP-0052-0505-0,65 | P-QFP/052-5x5-0,65 13,75 | 10,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | 14,0 | 14,0
5003 | P-QFP-0048-1212-0,80 | P-QFP/048-12x12-0,80 | 15,75 | 12,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | 16,0 | 16,0
5004L | P-QFP-0052-1414-1,00 | P-QFP/052-14x14-1,00 | 17,75 | 14,45 | 0,50 | 1,65 | 1,00 | 18,0 | 18,0
5005 | P-QFP-0064-1414-0,80 | P-QFP/064-14x14-0,80 | 17,75 | 14,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | 18,0 | 18,0
5006L | P-QFP-0080-1414-0,65 | P-QFP/080-14x14-0,65 | 17,75 | 14,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | 18,0 | 18,0
5007L BP.QED 01001414 ﬁ,:ﬁ P.OEDR/100 1414 ﬂ’:n 1R’R: 4'1,(): n,’): 1‘QR ﬂ‘ﬂﬂ 16,8 16‘8
5008l | P-QFP-0120-1414-0,40 | P-QFP/120-14x14-0,40 | 16,55 | 13,85 | 0,20 | 1,35 | 0,40°| 16,8 | 16,8
5009 | P-QFP-0168-1414-0,30 | P-QFP/168-14x14-0,30 | 16,55 | 13,85 | 0,15 | 1,35 | 0,30)| 16,8 | 16,8
50100 | P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 23,75 | 20,45 | 0,50 | 1,65 | 1,00 | p4,0 | 24,0
50111l | P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 23,75 | 20,45 | 0,50 | 1,65') 1,00 | p4,0 | 24,0
5012l | P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 23,75 | 20,45 | 0,40 | 165 | 0,80 | p4,0 | 24,0
5013l | P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 23,75 | 20,45 | 0,40)]-1,65 | 0,80 | p4,0 | 24,0
5014 | P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 23,75 | 20,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | p4,0 | 24,0
5015 | P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 23,75 | 20,45 (0,35 | 1,65 | 0,65 | p4,0 | 24,0
50161l | P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 22,55 | 19,85,] 0,25 | 1,35 | 0,50 | p2.8 | 22,8
5017l | P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 22,55 | 19,85 | 0,25 | 1,35 | 0,50 | p2,8 | 22,8
5018l | P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 22,55 1.19,85 | 0,20 | 1,35 | 0,40 | p2,8 | 22,8
5019 | P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 22,55 19,85 | 0,20 | 1,35 | 0,40 | p2,8 | 22,8
5020 | P-QFP-0240-2020-0,30 | P-QFP/240-20x20-0,30 | 22,55 | 19,85 | 0,15 | 1,35 | 0,30 | p2.,8 | 22,8
5021 | P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50_ | 27,15 | 24,45 | 0,25 | 1,35 | 0,50 | p7,4 | 27,4
5022l | P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50% | 27,15 | 24,45 | 0,25 | 1,35 | 0,50 | p7,4 | 27,4
5023l | P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0.40 | 27,15 | 24,45 | 0,20 | 1,35 | 0,40 | p7.4 | 27,4
5024l | P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24:0,40 | 27,15 | 24,45 | 0,20 | 1,35 | 0,40 | p7.4 | 27,4
50250 | P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-26x28-0,80 | 31,75 | 28,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | p2,0 | 32,0
5026l | P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/126.26x28-0,80 | 31,75 | 28,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | p2,0 | 32,0
50271l | P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFPH60-28x28-0,65 | 31,75 | 28,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | p2,0 | 32,0
5028l | P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 31,75 | 28,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | p2,0 | 32,0
5029 | P-QFP-0208-2828-0,50 | PIQFP/208-28x28-0,50 | 31,15 | 28,45 | 0,25 | 1,35 | 0,50 | p1,4 | 31,4
5030 | P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QF P/208-28x28-0,50 | 31,15 | 28,45 | 0,25 | 1,35 | 0,50 | p1,4 | 31,4
5031l | P-QFP-0256-2828-0,40)| P-QFP/256-28x28-0,40 | 31,15 | 28,45 | 0,20 | 1,35 | 0,40 | p1,4 | 31,4
5032l] | P-QFP-0256-28280,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 31,15 | 28,45 | 0,20 | 1,35 | 0,40 | p1.4 | 31,4
5033l | P-QFP-0184-3232:0,65 | P-QFP/184-32x32-0,65 | 35,75 | 32,40 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | p6,0 | 36,0
5034 | P-QFP-0240£3232-0,50 | P-QFP/240-32x32-0,50 | 35,15 | 33,00 | 0,25 | 1,05 | 0,50 | p5,4 | 35,4
5035 | P-QFP-0286-3232-0,40 | P-QFP/296-32x32-0,40 | 35,15 | 33,00 | 0,20 | 1,05 | 0,40 | p5.4 | 35,4
5036l | P-QFRZ0272-3636-0,50 | P-QFP/272-36x36-0,50 | 39,15 | 36,40 | 0,25 | 1,35 | 0,50 | p9.4 | 39,4
5037l | P-QFP-0336-3636-0,40 | P-QFP/336-36x36-0,40 | 39,15 | 36,40 | 0,20 | 1,35 | 0,40 | p9,4 | 39,4
5038l | P-QFP-0232-4040-0,65 | P-QFP/232-40x40-0,65 | 43,75 | 40,40 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | j4,0 | 44,0
50391 7| P/QFP-0304-4040-0,50 | P-QFP/304-40x40-0,50 | 43,15 | 40,40 | 0,25 | 1,35 | 0,50 | }3,4 | 43,4
5040l ./ P-QFP-0376-4040-0.40 | P-QFP/376-40x40-0.40 | 43.15 | 40.40 | 0.20 | 1.35 | 0.40 [ k3.4 | 43,4

proper.

When the X dimension is used, it is necessary to confirm whether the space between adjacent land patterns is

Figure 4 — PQFP (square) land pattern dimensions

5 PQFP (rectangular)

51 Field of application

This clause provides the component and land pattern dimensions for rectangular PQFP
(plastic quad flat pack) components. Basic construction of the PQFP device is also covered.
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At the end of this clause is a listing of the tolerances and target solder joint dimensions used
to arrive at the land pattern dimensions.

5.2 Component descriptions

PQFPs are widely used in a variety of applications for commercial, industrial or military

electro

5.2.1

nics.

Basic construction

The quad flat pack has been developed for applications requiring low height and high density.

The P

QFPs, along with the LSOP components, are frequently used in memor

card

applica

5.2.1.1
Leads
68 % t

solder
The tin

For ap
compa
attach

5.2.1.2

All par
the loc

5.2.1.3

The cq

packs pre delivered in a carrier tray-

5.2.1.4
PQFPs

capable of withstanding ten cycles through a standard reflow system operating at 2

Each g

tions (see Figure 5).

Termination materials

shall be solder-coated with a tin/lead alloy. The solder should contaifvbetween §
n. Solder may be applied to the leads by hot dipping or by plating.from solution.
terminations should be subjected to post plating reflow operation to fuse the
/lead finish should be at least 0,007 5 mm thick.

8 % to
Plated
solder.

plications involving the removal of lead there are a number of lead free or lead free

ible finishes. Solderability testing should be applied per IEC 60068-2-54 to det
ent capability of the applicable component type.

Marking

s shall be marked with a part number and anh index area. The index area shall i
ation of pin 1.

Carrier package format

rrier package format for flat packs may be tubular in shape, but, in most instanc

Process considerations
are usually processed using standard solder reflow processes. Parts sho

ycle shall censist of 60 s exposure at 235 °C.

ermine

dentify

es, flat

uld be
35 °C.

IEC 2025/07

Figure 5 — PQFP (rectangular)
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5.3 Component dimensions

Land pattern dimensional data may need to be adjusted if the component dimensional data
does not match JEDEC and/or JEITA sheets.

Figure 6 provides the component dimensions for PQFP (rectangular) components.

-t A L
P W
MDA nnm
| — —
[ — —
== § —
| — — //
— — 7
“TTTIITTTTT !
wA
Lp g'
Y
ST =
s A
. L1 , IEC 2026/07
Dimensions in millimetres
EIAJ codes JEDEC code L2 L1 Lp
Min Max. Min. Max. Min. Max.
P-QFP-0064-1420-1,00 P-QFP/064-14x20-1,00 16,95 17,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0080-1420-0,80 P-QFP/080-14x20-0,80 16,95 17,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0100-1420-0,65 P-QFP/100-14x20-0,65 16,95 17,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0256-2840-0,50 P-QFP/256-28x40-0/50 29,75 30,25 41,75 42,25 0,45 0,75
w S1* S2* B A P H
Remjarks
Min. Nom Max. Min. Max; Min. Max.
0,34 0,4 0,46 14,89 16,55 | 20,89 21,55 14,0 20,0 1,00 3,15
0,29 0,35 0,41 14,89 15,55 | 20,89 21,55 14,0 20,0 0,80 3,15
0,22 0,3 0,36 14,89 15,55 | 20,89 21,55 14,0 20,0 0,65 3,15
0,17 0,2 0,23 28,25 | 28,91 | 40,25 | 40,91 | 28,0 | 40,0 | 0,50 | 4,60
* Ca|culated value,
Figure 6 — PQFP (rectangular) component dimensions

5.4 Solderjoint fillet design

Figure 7 shows the shape and dimensions of the solder fillet after the soldering process. The
minimum, median and maximum dimensions of each of toe, heel and side fillets are
determined by taking into consideration solder joint reliability and also quality and productivity
in the mounting process of parts.

In designing land patterns, three accuracy factors need to be taken into consideration:

parts dimensions accuracy (C);

parts mount accuracy on PWBs (P);

land shape accuracy of PWBs (F),

in addition to fillet dimensions. The formulae to obtain the tolerance resulting from these
factors are basically as follows:
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a) Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 1)

In the flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus, the formulae cannot
be simplified but remain the same as follows:

Zmax = Lmin + 2Jy max + Tt Tr= \/FL12+PL12+CL2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymax-Ty Ty, = \/FL12+PL12+032

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg = \/FL12+P|_12+Cw2

b) Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 2)

Zmax = Lmin + 2J; mdn + T Tr= \/FL22+PL22+CL2
Gmin = Smax(rms) —2Jymdn-Ty T, = \/FL22+PL22+C82
Xmax = Wmin + 2Jgmdn + Tg Tg= \/FL22+PL22+CW2

c) Design consideration when soldered with self-alignment effect (level 3)

Zmax = Lmin + 2J1 min + Ty Tr= \/FL32+P|_32+C|_2
Gmin = Smax(rms) — 2Jymin-Ty T, = \/FL32+PL32+CSZ
Xmax = Wmin + 2 Jgmin + Tg Tg = \/FL32+PL32+Cw2

In the reflow soldering process, there is a self-alignment effect. In the surface mount process
of reflpw soldering, parts mount displacement; when soldered can be cancelled by self-
alignment effect (therefore factor P can be regarded as 0). In addition, the tolerance| of the
land shape accuracy of PWBs is about £30*um, and this is extremely small when compared
with that of the parts dimensions accuracy (therefore factor F can be regarded also|as 0).
Thus, fhe formulae can be simplified as follows:

Tt CL, Zmax = Lmin + 2Jrmin'+ C = Lmax + 2J tmin

Ty[F Cg, Gmin= Smax (rms)— 2Jymin — Cg

TsF Cw, Xmax = Wmini+ 2Jgmin + Cyy = Wmax + 2Jgmin
In addition, the following value Gmin > A, B is also necessary so that the land should|not be
hidden| under the"QFP. The stand-off of the component mould is nearly zero. The land pattern

design| should(be made to prevent the lead from floating caused by the solder under the
compopent,

Any tdlerance other than the above may be used depending on the soldering sirength
required, the capability of the production process used, and so on.
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Toe fillet Heel fillet Side fillets
L _ds ow
E_,, \‘~- . ‘~\~
Zmax. JH
e B——
IEC 2011/07
Dimensions i millimetres
. . Tolerance Solder joint
ompomnen i
pﬁc;f assumptions Toe Heél Side
F P Jr Ju Js
Basif LA/ L ¢ | Max. | Mdn | Min. | Cs~{{Max. | Mdn | Min. | Cw | Max] | Mdn | Min
[ L-2/L-3 | L-2/L-3 t ) ) S, ) : w :
1,00 0,1 0,1 0,5 | 055|035 | 015|065 | 05 | 035 | 02 |0,12 | 0,05 | 0,0 | 0,0
0,80 0,1 0,1 0,5 | 0,55 | 0,35 | 0,15%)\0,656 | 0,5 | 0,35 | 0,2 | 0,12 | 0,05 | 0,0 | 0,0
0,65 0,1 0,1 0,5 |055|0,35 | 015|065 | 05 |035| 02 |0,14 | 0,05 | 0,0 | 0,0
0,50 0,1 0,1 0,5 | 0,55 | 0,35 |*Qy15 | 0,656 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,06 | 0,0 0,0 | 0,0
NOTE RFP with lead pith of 0,56 mm or less are not-suitable for flow soldering.
Figure-7 — Solder joint fillet design
5.5 |and pattern dimensions
Figure|8 shows land pattern dimensions for PQFP (rectangular) for reflow and flow soldering.
These [values are caléulated based on the formula for the solder joint fillet design givenlin 6.4.
The cdurtyard jsCalculated using the following formula and rounded off (round off factpr is to
the nearest 0;05’'mm for minimum values and to the nearest 0,5 mm for maximum valueg).

CY}={whichever is larger [L1min + F2 +P? + C|_2 ] or [Z1]} + (courtyard excess x 2)

CY,={whichever is larger [L2min + F2+P% + C|_2 ] or [Z2]} + (courtyard excess x 2)
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Y
| |

< [ ]
I
IEC 2027/07
Diménsions in millimetres
ig:r“tt?f'.:r EIAJ code JEDEC code | Z4 Z, G, G, | x* Y P | €Y, | cY,
Level 1
soat | DOPE00Y | Faoaeao0 | 246 | 186 | 200 | 140/ 7063 | 230 | 1,00 | |5 | 20
soa2l | L0000 | hanac 08y | 246 | 186 | 200,140 | 058 | 230 |080 | |5 | 20
5043l | 0o | hamsc.0es | 246 | 186200 | 140 | 052 | 230 |065 | |5 | 20
soaal | bR o Gag | 434 | 31,4 | 400 | 280 | 033 | 170 |050 | 45 | 33
Level 2
soatN | TR0t | oo |22 | 182 | 201 | 141 | 0,53 | 205 |100 | 207 | 187
soa2 | TATEEC | Tamo oo | 242 | 182 [ 201 | 141 | 048 | 205 |080 | 287 | 187
soaaN | 00T | Tibgoce | 242 | 182 | 201 | 141 | 042 |205 |065 | 207 | 187
soaaN | Dot 00 a0 ogo | 430 | 310 | 400 | 280 | 033 | 150 | 0,50 [4B5 | 315
Level 3
soatl | DOFRDYT | faso.too | 2375 | 17.75 | 2045 | 14,45 | 050 | 1,65 | 1,00 | 280 | 18,0
soazl | O a0 | fawsg.08y | 2375 | 17.75 | 2045 | 14,45 | 040 | 1,65 080 | 280 | 18,0
soaal— 00— os st 2ers 45 0851651065240 | 18,0
s0adL | Do OR g G oy | 4255 | 30,55 | 40,00 (28,00 | 025 | 1,30 | 0,50 | 428 | 308

When the X dimension is used, it is necessary to confirm whether the space between adjacent land patterns is

proper.

Figure 8 — PQFP (rectangular) land pattern dimensions
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6 PLQFP (square)

6.1 Field of application

This clause provides the component and land pattern dimensions for square PLQFP (low
profile plastic quad flat pack) components. Basic construction of the PLQP D device is also
covered. At the end of this clause is a listing of the tolerances and target solder joint
dimensions used to arrive at the land pattern dimensions.

6.2 Component descriptions

PLQFPs_are widely used in a variety of applications for commercial. industrial or

ilitary

electro

6.2.1

The qu

The PILQFPs, along with the LSOP components, are frequently usgd in memor

applics

6.2.1.1
Leads
68 % t

solder
The tin

6.2.1.2

All par
the loc

6.2.1.3

The ce
packs

nics.

Basic construction

ad flat pack has been developed for applications requiring low height“and high density.

tions (see Figure 9).

Termination materials
shall be solder-coated with a tin/lead alloy. The solder<should contain between §
n. Solder may be applied to the leads by hot dipping or by plating from solution.

terminations should be subjected to post plating\reflow operation to fuse the
/lead finish should be at least 0,007 5 mm thick,

Marking

s shall be marked with a part number and an index area. The index area shall i
ation of pin 1.

Carrier package format

rrier package format for\flat packs may be in tube format but, in most instanc
are delivered in a carrierAray.

6.2.1.

P-QFP|
capabl

cycle ghall consist of 60 s exposure at 235 °C.

Process considerations

are usuallysprocessed using standard solder reflow processes. Parts sho
of withstanding ten cycle through a standard reflow system operating at 235 °Q

y card

8 % to
Plated
solder.

dentify

ps, flat

uld be
. Each

IEC 2022/07

Figure 9 — PLQFP (square)
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6.3 Component dimensions

Land pattern dimensional data may need to be adjusted if the component dimensional data
does not match JEDEC and/or JEITA sheets.

Figure 10 provides the component dimensions for PLQFP (square) components.

J L
A — — Y
—] =
—] —— [
R — + — —n
 — — g" // k
y — ‘ /A |
‘ IR BEALL
gy A - °
- L1 o
Y
ﬁuﬂmﬂq
L%‘ IEC» 2023/07
Dimensions in millimetre
EIAJ codes JEDEC code L2 _ L __Lp
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-LQKP-0032-0505-0,50 P-LQFP/032-5x5-0,50 6,80 7,2 6,80 7,2 0,45 0,75
P-LQKP-0040-0505-0,40 P-LQFP/040-5x5-0,40 6,80 7,2 6,80 7,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0032-0707-0,80 P-LQFP/032-7x7-0,80 8,80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0040-0707-0,65 P-LQFP/040-7x7-0,65 8,80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKP-0048-0707-0,50 P-LQFP/048-7x7-0,50, 8,80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKP-0064-0707-0,40 P-LQFP/064-7x7-0,40 8,80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKP-0080-0707-0,30 P-LQFP/080-7x7-0,30 8,80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0044-1010-0,80 P-LQFP/044-10x10-0,80 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKP-0052-1010-0,65 P-LQFP/852-10x10-0,65 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKP-0064-1010-0,50 P-LQFP/064-10x10-0,50 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0080-1010-0,40 P:LQFP/080-10x10-0,40 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0120-1010-0,30 P-LQFP/120-10x10-0,30 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKP-0064-1212-0,65 P-LQFP/064-12x12-0,65 13,80 14,2 13,80 14,2 0,45 0,75
P-LQKP-0080-1212-0,50 P-LQFP/080-12x12-0,50 13,80 14,2 13,80 14,2 0,45 0,75
W S* B A P H
- Remarks
Min Nom. Max. Max. Max.
0,17 0720 0,23 5,3 5,88 5,0 5,0 0,50 1,70
0,13 0.16 0.19 53 5.88 5.0 5.0 0.40 1.70
0,29 0,35 0,41 7,3 7,88 7,0 7,0 0,80 1,70
0,22 0,30 0,36 7,3 7,88 7,0 7,0 0,65 1,70
0,17 0,20 0,23 7,3 7,88 7,0 7,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 7,3 7,88 7,0 7,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 7,3 7,88 7,0 7,0 0,30 1,70
0,29 0,35 0,41 10,3 10,88 10,0 10,0 0,80 1,70
0,22 0,30 0,36 10,3 10,88 10,0 10,0 0,65 1,70
0,17 0,20 0,23 10,3 10,88 10,0 10,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 10,3 10,88 10,0 10,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 10,3 10,88 10,0 10,0 0,30 1,70
0,22 0,30 0,36 12,3 12,88 12,0 12,0 0,65 1,70
0,17 0,20 0,23 12,3 12,88 12,0 12,0 0,50 1,70
* Calculated value.

Figure 10 — PLQFP (square) component dimensions
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Dimensions in millimgtres
L2 LA Lp
EIAJ codes JEDEC code
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-LQKFP-0100-1212-0,40 P-LQFP/100-12x12-0,40 13,8 14,2 13,8 14,2 0,45 0,75
P-LQFP-0144-1212-0,30 P-LQFP/144-12x12-0,30 13,8 14,2 13,8 14,2 0,45 0,75
P-LQKP-0064-1414-0,80 P-LQFP/064-14x14-0,80 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKP-0080-1414-0,65 P-LQFP/080-14x14-0,65 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0100-1414-0,50 P-LQFP/100-14x14-0,50 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0120-1414-0,40 P-LQFP/120-14x14-0,40 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKP-0168-1414-0,30 P-LQFP/168-14x14-0,30 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKP-0120-1616-0,50 P-LQFP/120-16x16-0,50 17,8 18,2 17,8 18,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0144-1616-0,40 P-LQFP/144-16x16-0,40 17,8 18,2 17,8 18,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0184-1616-0,30 P-LQFP/184-16x16-0,80 17,8 18,2 17,8 18,2 0,45 0,75
P-LQKP-0128-1818-0,50 P-LQFP/128-18X180,50 19,8 20,2 19,8 20,2 0,45 0,75
P-LQKP-0160-1818-0,40 P-LQFP/160-18X18-0,40 19,8 20,2 19,8 20,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0216-1818-0,30 P-LQFP/216-18X18-0,30 19,8 20,2 19,8 20,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0112-2020-0,65 P-LQFP/112-20X20-0,65 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
w S*
B A P H Remarks
Min Nom. Max. Max. Max.
0,13 0,16 0,19 12,3 12,88 12,0 12,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0315 12,3 12,88 12,0 12,0 0,30 1,70
0,29 0,35 0,41 14,3 14,88 14,0 14,0 0,80 1,70
0,22 0,30 0,36 14,3 14,88 14,0 14,0 0,65 1,70
0,17 0720 0,23 14,3 14,88 14,0 14,0 0,50 1,70
0,13 016 0,19 14,3 14,88 14,0 14,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 14,3 14,88 14,0 14,0 0,30 1,70
0,17 0,20 0,23 16,3 16,88 16,0 16,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 16,3 16,88 16,0 16,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 16,3 16,88 16,0 16,0 0,30 1,70
0,17 0,20 0,23 18,3 18,88 18,0 18,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 18,3 18,88 18,0 18,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 18,3 18,88 18,0 18,0 0,30 1,70
0,22 0,30 0,36 20,3 20,88 20,0 20,0 0,65 1,70

*

Calculated value.

Figure 10 (continued)
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Dimensions in millimdtres
L2 L1 Lp
EIAJ codes JEDEC code
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-LQKFP-0144-2020-0,50 P-LQFP/144-20X20-0,50 21,8 22,2 21;8 22,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0176-2020-0,40 P-LQFP/176-20X20-0,40 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
P-LQKP-0240-2020-0,30 P-LQFP/240-20X20-0,30 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
P-LQKP-0176-2424-0,50 P-LQFP/176-24X24-0,50 25,8 26,2 25,8 26,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0216-2424-0,40 P-LQFP/216-24X24-0,40 25,8 26,2 25,8 26,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0296-2424-0,30 P-LQFP/296-24X24-0,30 25,8 26,2 25,8 26,2 0,45 0,75
P-LQKP-0160-2828-0,65 P-LQFP/160-28X28-0,65 29,8 30,2 29,8 30,2 0,45 0,75
P-LQKP-0208-2828-0,50 P-LQFP/208-28X28-0,50 29,8 30,2 29,8 30,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0256-2828-0,40 P-LQFP/256-28X28-0,40 29,8 30,2 29,8 30,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0344-2828-0,30 P-LQFP/344-28X28-0,30 29,8 30,2 29,8 30,2 0,45 0,75
w S*
B A P H Remarks
Min Nom. Max. Max. Max.
0,17 0,2 0,23 20,3 20,88 20,0 20,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 20,3 20,88 20,0 20,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 20,3 20,88 20,0 20,0 0,30 1,70
0,17 0,2 0,23 24,3 24,88 24,0 24,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 24,3 24,88 24,0 24,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 24,3 24,88 24,0 24,0 0,30 1,70
0,22 0,3 0,36 28,3 28,88 28,0 28,0 0,65 1,70
0,17 0,2 0,23 28,3 28,88 28,0 28,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 28,3 28,88 28,0 28,0 0,40 1,70
0,09 0,42 0,15 28,3 28,88 28,0 28,0 0,30 1,70
* Calculated value.

Figure 10 (continued)

6.4 Solder joint fillet design

Figure 11 shows the shape and dimensions of the solder fillet after the soldering process. The
minimum, median and maximum dimensions of each of the toe, heel and side fillet are
determined by taking into consideration solder joint reliability, and also quality and
productivity in the mounting process of parts.

In designing land patterns, three accuracy factors need to be taken into consideration:

— parts dimensions accuracy (C);
— parts mount accuracy on PWBs (P);
— land shape accuracy of PWBs (F),
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in addition to fillet dimensions. The formulae to obtain the tolerance resulting from these
factors are basically as follows:
a) Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 1)

In the flow soldering process there is no self-alignment effect. Thus, the formulae cannot
be simplified but remain the same as follows:

Zmax = Lmin + 2Jy max + T T = \/FL12+PL12+CL2

Gmin = Smax (rms) — 2Jymax - Ty T, = \/FL12+PL12+C82

Xmax =Wmin + 2.0c max + T Te = /:: 2, 52, ~ 2
= 4 IS) 'VlLI LI | VvV

b) Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 2)

Zmax = Lmin + 2Jy mdn + Ty Tr= \/FL22+PL22+CL2
Gmin = Smax(rms) - 2Jymdn - Ty T, = \/FL22+PL22+CSZ
Xmax = Wmin + 2Jgmdn + Tg Tg = \/FL22+PL22+CW2

c) Design consideration when soldered with self-alignment effect’(level 3)

Zmax = Lmin + 2J1 min + Ty Tr= \/FL32+PL32+CL2

Gmin = Smax(rms) - 2Jymin-Ty T, = \/FL32+PL32+C82

Xmax = Wmin + 2 Jgmin + Tg &° \/FL32+PL32+CW2

In the reflow soldering process, there is a.self-alignment effect. In the surface mount process
of reflpw soldering, parts mount displacement when soldered can be cancelled by self-
alignment effect (therefore factor P can'be regarded as 0). In addition, the tolerance| of the
land shape accuracy of PWBs is abeut £30 um, and this is extremely small when compared
with that of the parts dimensions;accuracy (therefore factor F can be regarded also|as 0).
Thus, fhe formulae can be simplified as follows:

Tt F CL Zmax = LminA2Jrmin+ C = Lmax + 2Jmin

Ty Cg, Gmin= Smax (rms) — 2Jymin — Cg

TsF Cw, Xmaxi='Wmin + 2Jgmin + C\y = Wmax + 2Jgmin
In add{tion, thefollowing value Gmin > A, B is also necessary so that the land should|not be
hidden|under the QFP. The stand-off of the component mould is nearly zero. The land pattern

design| should be made to prevent the lead from floating caused by the solder under the
component.

Any tolerance other than the above may be used depending on the soldering strength
required, the capability of the production process used, and so on.
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Toe fillet Heel fillet Side fillet
*—<—JT ’J—Slllk

I[EC 2011/07

Dimensions ip millimetres

pitc:f P Toe Heél Bide

F P Jr JH Js
Basif L-1/ LA/ 1 ¢, | Max. | Mdn | Min. | Cs~{{Max. | Mdn | Min. | Cw | Max| | Mdn | min.

L-2/L-3 | L-2/L-3

0,80 0,1 01 |04 |055]|035]|015|10 | 05 |035]| 02 |02 005] 00 | 0,0
0,65 0,1 01 |04 |055]035] 015410 | 05 |035]| 02 | 0,14 | 0,05 | 00 | 0,0
0,50 0,1 01 |04 |055]035]|04| 10 | 02 | 02 | 02 006 00[] 00 | 00
0,40 0,1 01 |04 |055]0354015| 10 | 02 | 02 | 02 |006 | 00[] 00 | 00
0,30 0,1 01 |04 |055]|03 |015| 10 | 02 | 02 | 02 | 006 | 00[] 00 | 00

NOTE RFP with lead pitch of 0,5 mm or less(i$ not suitable for flow soldering.

Figure 11 — Solder joint fillet design

6.5 |Land pattern dimensions

Figure|12 shows_lahnd pattern dimensions for PLQFP (square) for reflow and flow soldering.
These [values arg/calculated based on the formula for the solder joint fillet design givenlin 7.4.

The cdurtyard is calculated using the following formula and rounded off (round off factpr is to
the ne?rest 0,05 mm for minimum values and to the nearest 0,5 mm for maximum valuep).

CY,={whichever is larger [L1min + F2 +P? + C|_2 ] or [Z1]} + (courtyard excess x 2)

CY,={whichever is larger [L2min + \IFZ +P? C|_2 ] or [Z2]} + (courtyard excess x 2)
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Dimensions ifi millimetres
i::rt\tt?f';:r EIAJ code JEDEC code z G | x| v P | by, | cY,
Level 1
5055M | P-LQFP-0032-0505-0,50 | P-LQFP/032-5x5-0,50 |84 |50 033,27 [o50 [{o [0
5056\ | P-LQFP-0040-0505-0,40 | P-LQFP/040-5x5-0,40 | 8,4 |50 |020.11,7 |o040 |{o |10
5057\ | P-LQFP-0032-0707-0,80 | P-LQFP/032-7x7-0,80 | 10,4 | 7,0 |58 | 1,7 | o080 | {2 |12
5058\ | P-LQFP-0040-0707-0,65 | P-LQFP/040-7x7-0,65 | 10,4 | 7,0 0,52 | 1,7 | o065 | {2 |12
5059 | P-LQFP-0048-0707-0,50 | P-LQFP/048-7x7-0,50 | 10,4 47,0 | 0,33 | 1,7 | 050 |{2 |12
5060\ | P-LQFP-0064-0707-0,40 | P-LQFP/064-7x7-040 | 18470 |029 [17 [o40 [{2 [12
5062 | P-LQFP-0044-1010-0,80 | P-LQFP/044-10x10-0,80 {.13,4 | 10,0 | 0,58 | 1,7 | o080 |{5 |15
5063\ | P-LQFP-0052-1010-0,65 | P-LQFP/052-10x10-0,65 | 13,4 | 10,0 | 0,52 | 1,7 | 065 | {5 |15
5064Nl | P-LQFP-0064-1010-0,50 | P-LQFP/064-10x10<0,50 | 13,4 | 10,0 | 0,33 | 1,7 | o050 |{5 |15
5065M | P-LQFP-0080-1010-0,40 | P-LQFP/080-10x10-0,40 | 13,4 | 10,0 | 0,29 | 1,7 | o040 |{5 |15
5067l | P-LQFP-0064-1212-0,65 | P-LQFP/064:12x12-0,65 | 15,4 | 12,0 | 0,52 | 1,7 | 065 |{7 |17
5068\ | P-LQFP-0080-1212-0,50 | P-LQFP/080-12x12-0,50 | 15,4 | 12,0 | 0,33 | 1,7 | o050 |{7 |17
5069M1 | P-LQFP-0100-1212-0,40 (F)’"";(%TZPSMOO'Q“Z' 15,4 | 12,0 | 0,29 |17 |o040 [{7 |17
5071\l | P-LQFP-0064-1414-0,80. | (P-LQFP/064-14x14-0,80 | 17,4 | 14,0 058 |17 [o80 [{o [19
5072\l | P-LQFP-0080-1414-0,65 )| P-LQFP/080-14x14-0,65 | 17,4 | 14,0 | 0,52 | 1,7 | 065 | {9 | 19
5073\l | P-LQFP-0100-1414-0,50 | P-LQFP/100-14x14-0,50 | 17,4 | 14,0 | 0,33 | 1,7 | 050 | {9 |19
5074l | P-LQFP-0120-1414-0,40 | P-LQFP/120-14x14-0,40 | 17,4 | 14,0 | 0,29 | 1,7 | 040 | {9 |19
5076 | P-LQFP-0120-1616-0,50 | P-LQFP/120-16x16-0,50 | 19,4 | 16,0 | 0,33 | 1,7 | 050 |21 | 21
5077\ | P-LQFP;0144-1616-0,40 | P-LQFP/144-16x16-0,40 | 19.4 | 16,0 [029 |17 [o040 [$1 |21
5079\ | P-LQFP-0128-1818-0,50 | P-LQFP/128-18x18-0,50 | 21,4 | 18,0 | 0,33 | 1,7 | 050 |23 |23
5080 | /P-LQFP-0160-1818-0,40 | P-LQFP/160-18x18-0,40 | 21,4 | 18,0 | 0,29 | 1,7 | 0,40 |23 |23
5082\1 <] P-LQFP-0112-2020-0,65 | P-LQFP/112-20x20-0,65 | 23,4 | 20,0 |052 |17 | 0,65 |45 |25
L

5083M P-LQFP-0144-2020-0,50 P-LQFP/144-20x20-0,50 23,4 20,0 0,33 1,7 0,50 25 25
5084M | P-LQFP-0176-2020-0,40 | P-LQFP/176-20x20-0,40 | 23,4 | 20,0 | 0,29 | 1,7 | 040 |25 |25
5086M | P-LQFP-0176-2424-0,50 | P-LQFP/176-24x24-0,50 | 27,4 | 24,0 | 0,33 | 1,7 | 050 |29 |29
5087M | P-LQFP-0216-2424-0,40 | P-LQFP/216-24x24-0,40 | 27,4 | 24,0 | 0,29 | 1,7 | 040 |29 |29
5089M | P-LQFP-0160-2828-0,65 | P-LQFP/160-28x28-0,65 | 31,4 | 28,0 | 0,52 | 1,7 | 065 |33 |33
5090M | P-LQFP-0208-2828-0,50 | P-LQFP/208-28x28-0,50 | 31,4 | 28,0 | 0,33 | 1,7 | 050 |33 |33
5091M | P-LQFP-0256-2828-0,40 | P-LQFP/256-28x28-0,40 | 31,4 | 28,0 | 0,29 | 1,7 | 040 |33 |33
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i::rtutt?frigr EIAJ code JEDEC code z G | x| Y P | CYy | CY,
Level 2
5055N P-LQFP-0032-0505-0,50 | P-LQFP/032-5x5-0,50 8,0 5,0 0,33 | 1,5 0,50 | 8,5 8,5
5056N P-LQFP-0040-0505-0,40 | P-LQFP/040-5x5-0,40 8,0 5,0 0,29 | 1,5 0,40 | 8,5 8,5
5057N P-LQFP-0032-0707-0,80 | P-LQFP/032-7x7-0,80 10,0 | 7,0 0,48 | 1,5 0,80 | 10,5 | 10,5
5058N P-LQFP-0040-0707-0,65 | P-LQFP/040-7x7-0,65 10,0 | 7,0 0,42 | 1,5 0,65 | 10,5 | 10,5
5059N P-LQFP-0048-0707-0,50 | P-LQFP/048-7x7-0,50 10,0 | 7,0 0,33 | 1,5 0,50 | 10,5 | 10,5
5060N P-LQFP-0064-0707-0,40 | P-LQFP/064-7x7-0,40 10,0 | 7,0 0,29 | 1,5 0,40 | 10,5 | 10,5
5062N P-LQFP-0044-1010-0,80 | P-LQFP/044-10x10-0,80 | 13,0 | 10,0 | 0,48 | 1,5 0,80 | 13,5 | 13,5
5063 | P lQED . O0Q0E2.1010 ﬂ’GE P lLQEP/QOE2 . 10x10 n‘m: ’I’)‘n 4n‘n n’A') ’I‘R n‘m: 3’5 13’5
5064N P-LQFP-0064-1010-0,50 | P-LQFP/064-10x10-0,50 | 13,0 | 10,0 | 0,33 | 1,5 0,50 3,5 | 13,5
5065N P-LQFP-0080-1010-0,40 | P-LQFP/080-10x10-0,40 | 13,0 |{ 10,0 | 0,29 | 1,5 040 3,5 | 13,5
5067\ P-LQFP-0064-1212-0,65 | P-LQFP/064-12x12-0,65 | 15,0 | 12,0 | 0,42 | 1,5 0,65 55 | 15,5
5068\ P-LQFP-0080-1212-0,50 | P-LQFP/080-12x12-0,50 | 15,0 | 12,0 | 0,33 | 1,5 0,50 55 | 15,5
5069N P-LQFP-0100-1212-0,40 | P-LQFP/100-12x12-0,40 | 15,0 | 12,0 | 0,29 [ 1,5 0,40 5,5 | 15,5
5071N P-LQFP-0064-1414-0,80 | P-LQFP/064-14x14-0,80 | 17,0 | 14,0 | 0,480 \.5 0,80 7,5 | 17,5
5072\ P-LQFP-0080-1414-0,65 | P-LQFP/080-14x14-0,65 | 17,0 | 14,0 | 0,42\ 1,5 0,65 75 | 17,5
5073\ P-LQFP-0100-1414-0,50 | P-LQFP/100-14x14-0,50 | 17,0 | 14,0 (6,33 | 1,5 0,50 7,5 | 17,5
5074N P-LQFP-0120-1414-0,40 | P-LQFP/120-14x14-0,40 | 17,0 | 14,0 { 0,29 | 1,5 0,40 7,5 | 17,5
5076N P-LQFP-0120-1616-0,50 | P-LQFP/120-16x16-0,50 | 19,0 | 46,0 | 0,33 | 1,5 0,50 9,5 [ 19,5
5077N P-LQFP-0144-1616-0,40 | P-LQFP/144-16x16-0,40 | 19,0 \16,0 | 0,29 | 1,5 0,40 9,5 | 19,5
5079\ P-LQFP-0128-1818-0,50 | P-LQFP/128-18x18-0,50 | 24,0 *{ 18,0 | 0,33 | 1,5 0,50 | 21,5 | 21,5
5080N P-LQFP-0160-1818-0,40 | P-LQFP/160-18x18-0,40 {21,0 | 18,0 | 0,29 | 1,5 0,40 | 21,5 | 21,5
5082N P-LQFP-0112-2020-0,65 | P-LQFP/112-20x20-0,65%] 23,0 | 20,0 | 0,42 | 1,5 0,65 | 23,5 | 23,5
5083\ P-LQFP-0144-2020-0,50 | P-LQFP/144-20x20-0;50- | 23,0 | 20,0 | 0,33 | 1,5 0,50 | 23,5 | 23,5
5084N P-LQFP-0176-2020-0,40 | P-LQFP/176-20x20-0,40 | 23,0 | 20,0 | 0,29 | 1,5 0,40 | 23,5 | 23,5
5086N P-LQFP-0176-2424-0,50 | P-LQFP/176-24x24-0,50 | 27,0 | 24,0 | 0,33 | 1,5 0,50 | 27,5 | 27,5
5087N P-LQFP-0216-2424-0,40 | P-LQFP/216424%24-0,40 | 27,0 | 24,0 | 0,29 | 1,5 0,40 | 27,5 | 27,5
5089N P-LQFP-0160-2828-0,65 | P-LQFP/160:28x28-0,65 | 31,0 | 28,0 | 0,42 | 1,5 0,65 1,5 | 31,5
5090N P-LQFP-0208-2828-0,50 | P-LQFR/208-28x28-0,50 | 31,0 | 28,0 | 0,33 | 1,5 0,50 1,5 | 31,5
5091N P-LQFP-0256-2828-0,40 | P-LQPP/256-28x28-0,40 | 31,0 | 28,0 | 0,29 | 1,5 0,40 1,5 | 31,5
Level 3 — Unit: mm

5055l P-LQFP-0032-0505-0,50 \|*P-LQFP/032-5x5-0,50 7,5 5,0 0,25 | 1,25 | 0,50 7 7,7
50561 P-LQFP-0040-0505-0,40" | P-LQFP/040-5x5-0,40 7,5 5,0 0,20 | 1,25 | 0,40 7 7,7
50571 P-LQFP-0032-070720,80 | P-LQFP/032-7x7-0,80 9,5 7,0 0,40 | 1,25 | 0,80 7 9,7
5058l P-LQFP-0040-0707-0,65 | P-LQFP/040-7x7-0,65 9,5 7,0 0,35 | 1,25 | 0,65 7 9,7
50591 P-LQFP-0048-0707-0,50 | P-LQFP/048-7x7-0,50 9,5 7,0 0,25 | 1,25 | 0,50 7 9,7
5060l P-LQFP<0064-0707-0,40 | P-LQFP/064-7x7-0,40 9,5 7,0 0,20 | 1,25 | 0,40 7 9,7
50611 P-LQFP-0080-0707-0,30 | P-LQFP/080-7x7-0,30 9,5 7,0 0,15 | 1,25 | 0,30 7 9,7
5062 P-LQFP-0044-1010-0,80 | P-LQFP/044-10x10-0,80 | 12,5 | 10,0 | 0,40 | 1,25 | 0,80 2,7 | 12,7
5063l P-LQFP-0052-1010-0,65 | P-LQFP/052-10x10-0,65 | 12,5 | 10,0 | 0,35 | 1,25 | 0,65 2,7 [ 12,7
50641 P-LQFP-0064-1010-0,50 | P-LQFP/064-10x10-0,50 | 12,5 | 10,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 2,7 (12,7
5065l PLQFEP Q0804040040 1 P LOQFP/QB010x10-040 125 1100 020 425 | QAQ 2,7 | 12,7
5066L P-LQFP-0120-1010-0,30 | P-LQFP/120-10x10-0,30 | 12,5 | 10,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 12,7 | 12,7
5067L P-LQFP-0064-1212-0,65 | P-LQFP/064-12x12-0,65 | 14,5 | 12,0 | 0,35 | 1,25 | 0,65 | 14,7 | 14,7
5068L P-LQFP-0080-1212-0,50 | P-LQFP/080-12x12-0,50 | 14,5 | 12,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 14,7 | 14,7
5069L P-LQFP-0100-1212-0,40 | P-LQFP/100-12x12-0,40 | 14,5 | 12,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 14,7 | 14,7
5070L P-LQFP-0144-1212-0,30 | P-LQFP/144-12x12-0,30 | 14,5 | 12,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 14,7 | 14,7
5071L P-LQFP-0064-1414-0,80 | P-LQFP/064-14x14-0,80 | 16,5 | 14,0 | 0,40 | 1,25 | 0,80 | 16,7 | 16,7
5072L P-LQFP-0080-1414-0,65 | P-LQFP/080-14x14-0,65 | 16,5 | 14,0 | 0,35 | 1,25 | 0,65 | 16,7 | 16,7
5073L P-LQFP-0100-1414-0,50 | P-LQFP/100-14x14-0,50 | 16,5 | 14,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 16,7 | 16,7
5074L P-LQFP-0120-1414-0,40 | P-LQFP/120-14x14-0,40 | 16,5 | 14,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 16,7 | 16,7
5075L P-LQFP-0168-1414-0,30 | P-LQFP/168-14x14-0,30 | 16,5 | 14,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 16,7 | 16,7
5076L P-LQFP-0120-1616-0,50 | P-LQFP/120-16x16-0,50 | 18,5 | 16,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 18,7 | 18,7
5077L P-LQFP-0144-1616-0,40 | P-LQFP/144-16x16-0,40 | 18,5 | 16,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 18,7 | 18,7
5078L P-LQFP-0184-1616-0,30 | P-LQFP/184-16x16-0,30 | 18,5 | 16,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 18,7 | 18,7
5079L P-LQFP-0128-1818-0,50 | P-LQFP/128-18x18-0,50 | 20,5 | 18,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 20,7 | 20,7
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ig:r“tt?f'i:r EIAJ code JEDEC code z G | x| v P |cy1 | cy2
5080L | P-LQFP-0160-1818-0,40 | P-LQFP/160-18x18-0,40 | 20,5 | 18,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 20,7 | 20,7
5081L | P-LQFP-0216-1818-0,30 | P-LQFP/216-18x18-0,30 | 20,5 | 18,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 20,7 | 20,7
5082L | P-LQFP-0112-2020-0,65 | P-LQFP/112-20x20-0,65 | 22,5 | 20,0 | 0,35 | 1,25 | 0,65 | 22,7 | 22,7
5083L | P-LQFP-0144-2020-0,50 | P-LQFP/144-20x20-0,50 | 22,5 | 20,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 22,7 | 22,7
5084L | P-LQFP-0176-2020-0,40 | P-LQFP/176-20x20-0,40 | 22,5 | 20,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 22,7 | 22,7
5085L | P-LQFP-0240-2020-0,30 | P-LQFP/240-20x20-0,30 | 22,5 | 20,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 22,7 | 22,7
5086L | P-LQFP-0176-2424-0,50 | P-LQFP/176-24x24-0,50 | 26,5 | 24,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 26,7 | 26,7
5087L | P-LQFP-0216-2424-0,40 | P-LQFP/216-24x24-0,40 | 26,5 | 24,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 26,7 | 26,7
5088L | P-LQFP-0296-2424-0,30 | P-LQFP/296-24x24-0,30 | 26,5 | 24,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 26,7 | 26,7
5089 | P-LQFP-0160-2828-0,65 | P-LQFP/160-28x28-0,65 | 30,5 | 28,0 | 0,35 | 1,25 | 0,651 30,7 | 30,7
50000 | P-LQFP-0208-2828-0,50 | P-LQFP/208-28x28-0,50 | 30,5 | 28,0 | 0,25 | 1,25 | 0,505'40,7 | 30,7
50910 | P-LQFP-0256-2828-0,40 | P-LQFP/256-28x28-0,40 | 30,5 | 28,0 | 0,20 | 1,25 |0,40 | 40,7 | 30,7
50020l | P-LQFP-0344-2828-0,30 | P-LQFP/344-28x28-0,30 | 30,5 | 28,0 | 0,15 | 1,25(:}.0.30 | 40,7 | 30,7

*  Wher) the X dimension is used, it is necessary to confirm whether the space between adjacént land pattgrns is
propqr.

Figure 12 — PLQFP (square) land pattern dimensions

7 PLQFP (rectangular)

71 Field of application

This clause provides the component and land *pattern dimensions for rectangular PLQFP
(plasti¢ low profile quad flat pack) component§sy Basic construction of the PLQFP device is
also covered. At the end of this clause is a‘listing of the tolerances and target sold¢r joint
dimengions used to arrive at the land patteri dimensions.

7.2 Component descriptions

PLQFRs are widely used in alwvariety of applications for commercial, industrial or military
electronics.

7.21 Basic construction

The qyad flat pack has been developed for applications requiring low height and high density.
The PLQFPs, along with the LSOP components, are frequently used in memory card
applications (see Figure 13).

7.2.1.1 Termination materials

Leads shall be solder-coated with a tin/lead alloy. The solder should contain between 58 % to
68 % tin. Solder may be applied to the leads by hot dipping or by plating from solution. Plated
solder terminations should be subjected to post plating reflow operation to fuse the solder.
The tin/lead finish should be at least 0,007 5 mm thick.

7.21.2 Marking

All parts shall be marked with a part number and an index area. The index area shall identify
the location of pin 1.

7.21.3 Carrier package format

The carrier package format for flat packs may be in tube format, but, in most instances, flat
packs are delivered in a carrier tray.
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PLQFPs are usually processed using standard solder reflow processes. Parts should be
capable of withstanding ten cycles through a standard reflow system operating at 235 °C.
Each cycle shall consist of 60 s of exposure at 235 °C.

7.3

Land g
does n

Figure 13 — PLQFP (rectangular)

Component dimensions

IEC 2025/07

attern dimensional data may need to be adjusted if the component dimensional data
ot match JEDEC and/or JEITA sheets, see Figure 14.

B A
i
TTRL

‘>H<fW

L0

| — —
| — —
= + = 3 —
| — —
| — —
T IFETTTII |
=l
Lp gh
Y
T
| K
-
. . IEC 2026/07
Dimensions in millimetresl
L2 L1 Lp
EIAJ codes JEDEC code
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-LQFP-0100-1420-0,65 P-LQFP/100-14x20-0,65 15,80 16,20 21,80 22,20 0,45 0,75
P-LQFP-0128-1420-0,50 P-LQFP/128-14x40-0,50 15,80 16,20 21,80 22,20 0,45 0,75
w S* S2*
B A P H Remarks
Min. Nom. Max. Min. Max. Min. Max.
0,22 0,30 0,36 20,3 20,88 14,3 14,88 | 14,0 | 20,0 | 0,65 | 1,70
0,17 0,20 0,23 20,3 20,88 14,3 14,88 | 14,0 | 20,0 | 0,65 | 1,70

*

Calculated value.

Figure 14 — PLQFP (rectangular) component dimensions



https://iecnorm.com/api/?name=f90e0896c01be9d8d9b48034000d06cf

61188-5-5 © IEC:2007 - 33 -

7.4 Solder joint fillet design

Figure 15 shows the shape and dimensions of the solder fillet after the soldering process. The
minimum, median and maximum dimensions of each of toe, heel and side fillet are determined
by taking into consideration solder joint reliability as well as quality and productivity in the
mounting process of parts.

In designing land patterns, three accuracy factors need to be taken into consideration:

— parts dimensions accuracy (C);

— parts mount accuracy on PWBs (P);
F

L el PIESW T S 2V
- Idliu slidpe atluldly O mvvbos (1),

in addjtion to fillet dimensions. The formulae to obtain the tolerance resultingCfrem these
factors| are basically as follows:
a) Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 1)

In fhe flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus{-the formulae |cannot
be simplified but remain the same as follows:

Zmax = Lmin + 2J; max + Tt Tr= \/FL12+PL12+CL2

Gmin = Smax (rms) — 2Jy max--Ty Ty, = \/FL12+PL12+C82

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg= \/FL12+P|_12+Cw2

b) Design consideration when soldered without self*alignment effect (level 2)

Zmax = Lmin + 2J; mdn + T P = \/FL22+PL22+CL2
Gmin = Smax(rms) — 2Jymdn T T, = \/FL22+PL22+C82
Xmax = Wmin + 2Jg mdn .+ Tg Tg= \/FL22+P|_22+CW2

c) Design consideration when_soldered with self-alignment effect (level 3)

Zmax = Lmin +2d3'min + Ty Tr= \/FL32+P|_32+C|_2
Gmin = Smax(fms) — 2Jymin-Ty T, = \/FL32+PL32+CSZ
XmaxEWmin + 2 Jgmin + Tg Tg = \/FL32+PL32+Cw2

In the reflow'soldering process, there is a self-alignment effect. In the surface mount process
of reflpw."soldering, parts mount displacement when soldered can be cancelled bly self-
alignment effect (therefore factor P can be regarded as 0). In addition, the tolerance of the
land shape accuracy of PWBs is about +30 um, and this is extremely small when compared
with that of the parts dimensions accuracy (therefore factor F can be regarded also as 0).
Thus, the formulae can be simplified as follows:

Tr=C | Zmax =L min +2J t min+ C = Lmax + 2Jymin

Ty = Cg, Gmin= S max (rms) — 2 Jymin — Cg

Tg = Cy, Xmax =W min + 2Jgmin + C\= Wmax + 2Jgmin
In addition, the following value Gmin > A, B is also necessary so that the land should not be
hidden under the QFP. The stand-off of the component mould is nearly zero. The land pattern

design should be made to prevent the lead from floating caused by the solder under the
component.
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Any tolerance other than the above may be used depending on the soldering strength
required, the capability of the production process used, and so on.

Toe fillet Heel fillet Side fillet

Jr Js W

L -
Zmax. o Xmax. -
IEC 2011/07
Dimensions ip millimetres
pitc:f P Toe Heel Side
F P Jr Ju Js
Basif L-1/ LA/ | ¢, | Max. | Mdn | Mifiy | Cs | Max. | Mdn | Min. | Cw | Max| | Mdn | min.
L-2IL-3 | L-2/L-3
0,65 0,1 01 |04 |055] 035015 | 0583 | 05 | 035 | 0,2 | 0,14 | 0,05 | 0,0 | 0,0
0,50 0,1 01 |04 |055]085]|015] 058 | 02 | 02 | 02 | 0,06 | 00|| 0,0 | 0,0

Figure 15 Solder joint fillet design

7.5 |_and pattern dimensions

Figure| 16 shows land pattern dimensions for PLQFP (Rectangular) low soldering.|These
values|are calculated based on the formula for the solder joint fillet design given in 8.4.

The cdurtyard is calculated using the following formula and rounded off (round-off factor is to
the negrest 0,05 mm for minimum values and to the nearest 0,5 mm for maximum valueg).

CY}={whichever is larger [Lymin +\/F2 +P? 4+ C|_2 ] or [Z1]} + (courtyard excess x 2)

CY,={whichever is larger [L,min +4/F* +P*+C_“ ] or [Z2]} + (courtyard excess X 2)
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Level 1
Patterr EIAJ code JEDEC code z1 | z2 | 61 | G2 |O% Y P| | cy1 | cy2
identifigr
5093m| | F-LQFP-0100-1420- | P-LQFP/100-14x20- | 53 4 | 174 | 20,0 | 14,0°| 0,52 | 1,70 | 0,65 | 25 | 19
0,65 0,65
5004M| | P-LQFP-0128-1420- | P-LQFP/128-14x40- | 53 4 | 174 | 20064 14,0 | 0,33 | 1,70 | 0,50 | 25 | 19
0,50 0,50
Level 2
5093N g'é‘SQFP'moo'MZO' g'(';sQFp“OO'MXZO' 22,7 | 47)0 | 20,0 | 14,0 | 0,42 | 1,50 | 0,65 | 23,2 | 17,5
5094N g'&'.;OQFP'mzs'MZO' g'é(?Fp“ZB'MX“O' 23,07 17,0 | 20,0 | 14,0 | 0,33 | 1,50 | 0,50 | 23,5 | 17,5
Level 3
5093L g'é'SQFP'moo'MZO' g'ﬁLsQFp“OO'MXZO' 22,5 | 16,5 | 20,0 | 14,0 | 0,35 | 1,25 | 0,65 | 22,7 | 16,7
5094L (l?-é_OQFP-0128-1420- g'SL(?FP“28'14X40' 22,5 | 16,5 | 20,0 | 14,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 22,7 | 16,7
* Whern the X dimension is used, it is necessary to confirm whether the space between adjacent land pattgrns is proper.
Figure 16 — PLQFP (rectangular) land pattern dimensions
8 PTQFP (square)
8.1 Field of application
This clause™ provides the component and land pattern dimensions for square PTQFP (plastic
thin quad/Alat pack) components. Basic construction of the PTQFP device is also covefed. At
the end—ofthisclauseisalistingof the tolerancesandtarget selderjoint dimensionsdsed to
arrive at the land pattern dimensions.
8.2 Component descriptions
PTQFPs are widely used in variety of applications for commercial, industrial or military
electronics.
8.21 Basic construction

The quad flat pack has been developed for applications requiring low height and high density.
The PTQFPs, along with the LSOP components, are frequently used in memory card

applications (see Figure 17).
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Termination materials

Leads shall be solder-coated with a tin/lead alloy. The solder should contain between 58 % to
68 % tin. Solder may be applied to the leads by hot dipping or by plating from solution. Plated
solder terminations should be subjected to post plating reflow operation to fuse the solder.
The tin/lead finish should be at least 0,007 5 mm thick.

For applications involving the removal of lead there are a number of lead free or lead free
compatible finishes. Solderability testing should be applied per IEC 60068-2-54 to determine
attachment capability of the applicable component type.

8.2.1.

Marking

All par

the locqtion of pin 1.

8.2.1.3

The cdrrier package format for flat packs may be tubular in shape butjirymost instanc
packs pre delivered in a carrier tray.

8.2.1.4
PTQFF

capable of withstanding ten cycles through a standard-reflow system operating at 2
Each dycle shall consist of 60 s exposure at 235 °C.

8.3 Component dimensions

s shall be marked with a part number and an index area. The index area shalil’i

Carrier package format

Process considerations

s are usually processed using standard solder reflow processes. Parts sho

IEC 2022/07

Figure 17 — PTQFP (square)

dentify

ps, flat

uld be
35 °C.

Land pattern dimensional data may need to be adjusted if the component dimensional data
does not match JEDEC and/or JEITA sheets.

Figure

18 provides the component dimensions for PTQFP components.
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Dimensions in millimetres
L2 L1 Lp
EIAJ codes JEDEC code
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-TQKFP-0032-0505-0,50 P-LQFP/032-5x5-0,50 6,8 7,2 6,8 7,2 0,45 0,75
P-TQKFP-0040-0505-0,40 P-LQFP/040-5x5-0,40 6,8 7,2 6,8 7,2 0,45 0,75
P-TQFP-0032-0707-0,80 P-LQFP/032-7x7-0,80 8,8 9,2 8,8 9,2 0,45 0,75
P-TQKFP-0040-0707-0,65 P-LQFP/040-7x7-0,65 8,8 9,2 8,8 9,2 0,45 0,75
P-TQKFP-0048-0707-0,50 P-LQFP/048-7x7-0,50 8,8 9,2 8,8 9,2 0,45 0,75
P-TQKFP-0064-0707-0,40 P-LQFP/064-7x7-0,40 8,8 9,2 8,8 9,2 0,45 0,75
P-TQKFP-0080-0707-0,30 P-LQFP/080-7x7-0,30 8,8 9,2 8,8 9,2 0,45 0,75

P-TQFP-0044-1010-0,80 P-LQFP/044-10x10-0,80 1158 12,2 11,8 12,2 0,45 0,75

P-TQKP-0052-1010-0,65 P-LQFP/052-10x10-0,65 11,8 12,2 11,8 12,2 0,45 0,75

P-TQKP-0064-1010-0,50 P-LQFP/064-10x10-0,50 11,8 12,2 11,8 12,2 0,45 0,75

P-TQFP-0080-1010-0,40 P-LQFP/080-10x10-0;40 11,8 12,2 11,8 12,2 0,45 0,75

P-TQFP-0120-1010-0,30 P-LQFP/120-10x10=0;30 11,8 12,2 11,8 12,2 0,45 0,75

P-TQKP-0064-1212-0,65 P-LQFP/064-12x12-0,65 13,8 14,2 13,8 14,2 0,45 0,75

P-TQKP-0080-1212-0,50 P-LQFP/080-12x12-0,50 13,8 14,2 13,8 14,2 0,45 0,75

P-TQFP-0100-1212-0,40 P-LQFR/100-12x12-0,40 13,8 14,2 13,8 14,2 0,45 0,75

P-TQFP-0144-1212-0,30 P-LQEP/144-12x12-0,30 13,8 14,2 13,8 14,2 0,45 0,75

w S* B A P H Remarks

Min Nom. Max. Max. Max.

0,17 0,20 0,23 5,3 5,88 5 5 0,50 1,20
0,13 0,16 0,19 5,3 5,88 5 5 0,40 1,20
0,29 0,35 0,41 7,3 7,88 7 7 0,80 1,20
0,22 0,30 0,36 7,3 7,88 7 7 0,65 1,20
0,17 0720 0,23 7,3 7,88 7 7 0,50 1,20
0,1 0,16 0,19 7.3 7.88 7 7 0,40 1.20
0,09 0,12 0,15 7,3 7,88 7 7 0,30 1,20
0,29 0,35 0,41 10,3 10,88 10 10 0,80 1,20
0,22 0,30 0,36 10,3 10,88 10 10 0,65 1,20
0,17 0,20 0,23 10,3 10,88 10 10 0,50 1,20
0,13 0,16 0,19 10,3 10,88 10 10 0,40 1,20
0,09 0,12 0,15 10,3 10,88 10 10 0,30 1,20
0,22 0,30 0,36 12,3 12,88 12 12 0,65 1,20
0,17 0,20 0,23 12,3 12,88 12 12 0,50 1,20
0,13 0,16 0,19 12,3 12,88 12 12 0,40 1,20
0,09 0,12 0,15 12,3 12,88 12 12 0,30 1,20

* Calculated value.

Figure 18 — PTQFP component dimensions
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Dimensions in millimetres
L2 L1 Lp
EIAJ codes JEDEC code
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-TQFP-0064-1414-0,80 P-LQFP/064-14x14-0,80 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-TQkP-0080-1414-0,65 P-LQFP/080-14x14-0,65 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-TQfP-0100-1414-0,50 P-LQFP/100-14x14-0,50 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-TQfP-0120-1414-0,40 P-LQFP/120-14x14-0,40 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-TQkP-0168-1414-0,30 P-LQFP/168-14x14-0,30 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-TQkP-0120-1616-0,50 P-LQFP/120-16x16-0,50 17,8 18,2 17,8 18,2 0,45 0,75
P-TQfP-0144-1616-0,40 P-LQFP/144-16x16-0,40 17,8 18,2 17,8 18,2 0,45 0,75
P-TQfP-0184-1616-0,30 P-LQFP/184-16x16-0,30 10,8 18,2 17,8 18,2 0,45 0,75
P-TQkP-0128-1818-0,50 P-LQFP/128-18x18-0,50 19,8 20,2 19,8 20,2 0,45 0,75
P-TQkP-0160-1818-0,40 P-LQFP/160-18x18-0,40 19,8 20,2 19,8 20,2 0,45 0,75
P-TQkP-0216-1818-0,30 P-LQFP/216-18x18-0;30 19,8 20,2 19,8 20,2 0,45 0,75
P-TQkfP-0112-2020-0,65 P-LQFP/112-20x20%0,65 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
P-TQP-0144-2020-0,50 P-LQFP/144-20%20-0,50 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
P-TQkP-0178-2020-0,40 P-LQFP/176-20x20-0,40 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
P-TQkP-0240-2020-0,30 P-LQFR/240-20x20-0,30 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
P-TQP-0176-2424-0,50 P-LQEPJ176-24x24-0,50 25,8 26,2 25,8 26,2 0,45 0,75
P-TQP-0216-2424-0,40 P:LQFP/216-24x24-0,40 25,8 26,2 25,8 26,2 0,45 0,75
w S* B A P H Remarks
Min Nom. Max. Max. Max.
0,29 0,35 0,41 14,3 14,88 14 14 0,80 1,20
0,22 0,30 0,36 14,3 14,88 14 14 0,65 1,20
0,17 0,20 0,23 14,3 14,88 14 14 0,50 1,20
0,13 0716 0,19 14,3 14,88 14 14 0,40 1,20
0,0 Q12 Q15 143 14 88 14 14 0,30 120
0,17 0,20 0,23 16,3 16,88 16 16 0,50 1,20
0,13 0,16 0,19 16,3 16,88 16 16 0,40 1,20
0,09 0,12 0,15 16,3 16,88 16 16 0,30 1,20
0,17 0,20 0,23 18,3 18,88 18 18 0,50 1,20
0,13 0,16 0,19 18,3 18,88 18 18 0,40 1,20
0,09 0,12 0,15 18,3 18,88 18 18 0,30 1,20
0,22 0,30 0,36 20,3 20,88 20 20 0,65 1,20
0,17 0,20 0,23 20,3 20,88 20 20 0,50 1,20
0,13 0,16 0,19 20,3 20,88 20 20 0,40 1,20
0,09 0,12 0,15 20,3 20,88 20 20 0,30 1,20
0,17 0,20 0,23 24,3 24,88 24 24 0,50 1,20
0,13 0,16 0,19 24,3 24,88 24 24 0,40 1,20

* Calculated value.

Figure 18 (continued)
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8.4 Solder joint fillet design

Figure 19 shows the shape and dimensions of the solder fillet after the soldering process. The
minimum, median and maximum dimensions of each of the toe, heel and side fillet are
determined by taking into consideration solder joint reliability and also quality and productivity
in the mounting process of parts.

In designing land patterns, three accuracy factors need to be taken into consideration:

— parts dimensions accuracy (C);

— parts mount accuracy on PWBs (P);
F

L el PIESW T S 2V
- Idliu slidpe atluldly O mvvbos (1),

in addjtion to fillet dimensions. The formulae to obtain the tolerance resultingCfrem these
factors| are basically as follows:
a) Design consideration when soldered without self-alignment effect (level 1)

In fhe flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus{-the formulae |cannot
be simplified but remain the same as follows:

Zmax = Lmin + 2J; max + Tt Tr= \/FL12+PL12+CL2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymax-Ty Ty, = \/FL12+PL12+C82

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg= \/FL12+P|_12+Cw2

b) Design consideration when soldered without self*alignment effect (level 2)

Zmax = Lmin + 2J; mdn + T P = \/FL22+PL22+CL2
Gmin = Smax(rms) — 2Jymdn T T, = \/FL22+PL22+C82
Xmax = Wmin + 2Jg mdn .+ Tg Tg= \/FL22+P|_22+CW2

c) Design consideration when_soldered with self-alignment effect (level 3)

Zmax = Lmin +2d3'min + Ty Tr= \/FL32+P|_32+C|_2
Gmin = Smax(fms) — 2Jymin-Ty T, = \/FL32+PL32+CSZ
XmaxEWmin + 2 Jgmin + Tg Tg = \/FL32+PL32+Cw2

In the teflow soldering process, there is a self-alignment effect. In the surface mount process
of reflow soldering, parts mount displacement when soldered can be cancelled by self-
alignment effect (therefore factor P can be regarded as 0). In addition, the tolerance of the
land shape accuracy of PWBs is about £30um, and this is extremely small when compared
with that of the parts dimensions accuracy (therefore factor F can be regarded also as 0).
Thus, the formulae can be simplified as follows:

Ty =C_ Zmax = Lmin + 2Jimin + C | = Lmax + 2Jymin

Ty = Cg, Gmin = Smax (rms) — 2Jymin — Cg

Tg = Cy, Xmax = Wmin + 2Jgmin + Cy, = Wmax + Jgmin
In addition, the following value Gmin > A, B is also necessary so that the land should not be
hidden under the QFP. The stand-off of the component mould is nearly zero. The land pattern

design should be made to prevent the lead from floating caused by the solder under the
component.
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Any tolerance other than the above may be used depending on the soldering strength
required, the capability of the production process used, and so on.

Toe fillet Heel fillet Side fillet
I _ds ow
| [
d ’,' “\~\ L \\\‘ - \‘
Zmax. Ju Xmax.
-~ - >

IEC 2011/07

Dimensions ip millimetres

c ¢ Tolerance Solder joint
ompomnen ;
pietc;r assumptions Toe ool -
F P Jr Ju Js
Basif LAl 1 BV | e | Max. | Mdn | Wiy | Cs | Max. | Mdn | Min. | Cw | Max|| Mdn | Min
i L-2/L-3 | L-2-3 | ©* - - s : .| cw _
0,80 0,1 0,1 0,4 | 0,55 | 0,354 0,15 | 0,583 0,5 0,35 0,2 0,12 | 0,05 0,0 0,0
0,65 0.1 01 | 04 [055 0850150583 05 | 035 02 | 0,14 | 0,05 | 00 | 00
0,50 0,1 0,1 0,4 0,55.| 0,35 | 0,15 | 0,583 0,2 0,2 0,2 0,06 0,0 0,0 0,0
0,40 0,1 0,1 0,4 0,557 0,35 | 0,15 | 0,583 0,2 0,2 0,2 0,06 0,0 0,0 0,0
0,30 0.1 01 | 04.055 035|015 0583 02 | 02 | 02 | 0,06 | 00]] 00 | 00

Figure 19 — Solder joint fillet design

8.5 Land pattern dimensions

Figure| 20 shows land pattern dimensions for PTQFP and flow soldering. These values are
calculdted based on the formula for the solder joint fillet design given in 8.4.

The cdurtyard is calculated using the following formula and rounded off (round off factpr is to
the nefrest 0,05 mm for minimum values and to the nearest 0,5 mm for maximum valuep).

CY,={whichever is larger [L1min + \IFZ +P? C|_2 ] or [Z1]} + (courtyard excess x 2)

CY,={whichever is larger [L2min + F2 +P? + C|_2 ] or [Z2]} + (courtyard excess x 2)
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R e 4 IEC 2024/07
Dimensions iy millimetres
Pattemn EIAJ code JEDEC code z | 6 | x| Y (P ||cY, ey,
Level 1
5095N P-TQFP-0032-0505-0,50 P-LQFP/032-5x5-0,50 8,4 5,0 0,33 1,7 0,50 10 10
50961 P-TQFP-0040-0505-0,40 P-LQFP/040-5x5-0,40 8,4 5,0 0,29 1,7 0,40 10 10
5097NI P-TQFP-0032-0707-0,80 P-LQFP/032-7x7-0,80 10,4 7,0 0,58 1,7 0,80 12 12
5098N P-TQFP-0040-0707-0,65 P-LQFP/040-7x7-0,65 10,4 7,0 0,52 1,7 0,65 12 12
5099 P-TQFP-0048-0707-0,50 P-LQFP/048-7x7-0,50 10,4 7,0 0,33 1,7 0,50 12 12
51001 P-TQFP-0064-0707-0,40 P-LQFP/064-7x7-0,40 10,4 7,0 0,29 1,7 0,40 12 12
51021 P-TQFP-0044-1010-0,80 P-LQFP/044-10x10-0,80 13:4 Y 10,0 | 0,58 1,7 0,80 15 15
5103 P-TQFP-0052-1010-0,65 P-LQFP/052-10x10-0,65 13/4 | 10,0 | 0,52 1,7 0,65 15 15
5104N P-TQFP-0064-1010-0,50 P-LQFP/064-10x10-0,50 13,4 | 10,0 | 0,33 1,7 0,50 15 15
51051 P-TQFP-0080-1010-0,40 P-LQFP/080-10x10-0,40 13,4 | 10,0 | 0,29 1,7 0,40 15 15
51071 P-TQFP-0064-1212-0,65 P-LQFP/064-12x12-0,65 15,4 | 12,0 | 0,52 1,7 0,65 17 17
5108N P-TQFP-0080-1212-0,50 P-LQFP/080-12x12%0,50 15,4 | 12,0 | 0,33 1,7 0,50 17 17
5109 P-TQFP-0100-1212-0,40 P-LQFP/100:12x12-0,40 15,4 | 12,0 | 0,29 1,7 0,40 17 17
51111 P-TQFP-0064-1414-0,80 P-LQFP/064-14x14-0,80 17,4 | 14,0 | 0,58 1,7 0,80 19 19
51121 P-TQFP-0080-1414-0,65 P-LQFP/080-14x14-0,65 17,4 | 14,0 | 0,52 1,7 0,65 19 19
5113M P-TQFP-0100-1414-0,50 P-LQFP/100-14x14-0,50 17,4 | 14,0 | 0,33 1,7 0,50 19 19
5114NM P-TQFP-0120-1414-0,40 P-LQFP/120-14x14-0,40 17,4 | 14,0 | 0,29 1,7 0,40 19 19
51161 P-TQFP-0120-1616-0,50 P-LQFP/120-16x16-0,50 19,4 | 16,0 | 0,33 1,7 0,50 21 21
5117NI P-TQFP-0144-1616-0,40 P-LQFP/144-16x16-0,40 19,4 | 16,0 | 0,29 1,7 0,40 21 21
5119M P-TQFP-0128-1818-0,50 P-LQFP/128-18x18-0,50 21,4 | 18,0 | 0,33 1,7 0,50 23 23
5120 P-TQFP-0160-1818-0,40 P-LQFP/160-18x18-0,40 21,4 | 18,0 | 0,29 1,7 0,40 23 23
51221 P-TQFP-0112-2020-0,65 P-LQFP/112-20x20-0,65 23,4 | 20,0 | 0,52 1,7 0,65 25 25
5123NI P-TQFP-0144-2020-0,50 P-LQFP/144-20x20-0,50 23,4 | 20,0 | 0,33 1,7 0,50 25 25
5124\ P-TQFP-0478-2020-0,40 P-LQFP/176-20x20-0,40 23,4 | 20,0 | 0,29 1,7 0,40 25 25
5126N1 P-TQEP-0.176-2424-0,50 P-LQFP/176-24x24-0,50 27,4 | 24,0 | 0,33 1,7 0,50 29 29
5127\ P-TQFP-0216-2424-0,40 P-LQFP/216-24x24-0,40 27,4 | 24,0 | 0,29 1,7 0,40 29 29
Level 2
5095N RP-TQFP-0032-0505-0,50 P-LQFP/032-5x5-0,50 8,0 5,0 0,33 1,5 0,50 8,5 8,5
5096N P-TQFP-0040-0505-0,40 P-LQFP/040-5x5-0,40 8,0 5,0 0,29 1,5 0,40 8,5 8,5
5097N P-TQFP-0032-0707-0,80 P-LQFP/032-7x7-0,80 10,0 7,0 0,48 1,5 0,80 | 10,5 | 10,5
5098N P-TQFP-0040-0707-0,65 P-LQFP/040-7x7-0,65 10,0 7,0 0,42 1,5 0,65 | 10,5 | 10,5
5099N P-TQFP-0048-0707-0,50 P-LQFP/048-7x7-0,50 10,0 7,0 0,33 1,5 0,50 | 10,5 | 10,5
5100N P-TQFP-0064-0707-0,40 P-LQFP/064-7x7-0,40 10,0 7,0 0,29 1,5 0,40 | 10,5 | 10,5
5102N P-TQFP-0044-1010-0,80 P-LQFP/044-10x10-0,80 13,0 | 10,0 | 0,48 1,5 0,80 | 13,5 | 13,5
5103N P-TQFP-0052-1010-0,65 P-LQFP/052-10x10-0,65 13,0 | 10,0 | 0,42 1,5 0,65 | 13,5 | 13,5
5104N P-TQFP-0064-1010-0,50 P-LQFP/064-10x10-0,50 13,0 | 10,0 | 0,33 1,5 0,50 | 13,5 | 13,5
5105N P-TQFP-0080-1010-0,40 P-LQFP/080-10x10-0,40 13,0 | 10,0 | 0,29 1,5 0,40 | 13,5 | 13,5
5107N P-TQFP-0064-1212-0,65 P-LQFP/064-12x12-0,65 15,0 | 12,0 | 0,42 | 1,5 0,65 | 15,5 | 15,5
5108N P-TQFP-0080-1212-0,50 P-LQFP/080-12x12-0,50 15,0 | 12,0 | 0,33 | 1,5 0,50 | 15,5 | 15,5
5109N P-TQFP-0100-1212-0,40 P-LQFP/100-12x12-0,40 15,0 | 12,0 | 0,29 | 1,5 0,40 | 15,5 | 15,5
5111N P-TQFP-0064-1414-0,80 P-LQFP/064-14x14-0,80 17,0 | 14,0 | 0,48 1,5 0,80 | 17,5 | 17,5
5112N P-TQFP-0080-1414-0,65 P-LQFP/080-14x14-0,65 17,0 | 14,0 | 0,42 | 1,5 0,65 [ 17,5 [ 17,5
5113N P-TQFP-0100-1414-0,50 P-LQFP/100-14x14-0,50 17,0 | 14,0 | 0,33 | 1,5 0,50 | 17,5 [ 17,5
5114N P-TQFP-0120-1414-0,40 P-LQFP/120-14x14-0,40 17,0 | 14,0 | 0,29 | 1,5 0,40 [ 17,5 [ 17,5
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i::rt‘tt?f’igr EIAJ code JEDEC code z G X Y P | cy1 | cy2
5116N | P-TQFP-0120-1616-0,50 | P-LQFP/120-16x16-0,50 | 19,0 | 16,0 | 0,33 | 1,5 | 0,50 | 19,5 | 19,5
5117N P-TQFP-0144-1616-0,40 | P-LQFP/144-16x16-0,40 | 19,0 | 16,0 | 0,29 | 1,5 | 0,40 | 19,5 | 19,5
5119N | P-TQFP-0128-1818-0,50 | P-LQFP/128-18x18-0,50 | 21,0 | 18,0 | 0,33 | 1,5 | 0,50 | 21,5 | 21,5
5120N | P-TQFP-0160-1818-0,40 | P-LQFP/160-18x18-0,40 | 21,0 | 18,0 | 0,29 | 1,5 | 0,40 | 21,5 | 21,5
5122N | P-TQFP-0112-2020-0,65 | P-LQFP/112-20x20-0,65 | 23,0 | 20,0 | 0,42 | 1,5 | 0,65 | 23,5 | 23,5
5123N | P-TQFP-0144-2020-0,50 | P-LQFP/144-20x20-0,50 | 23,0 | 20,0 | 0,33 | 1,5 | 0,50 | 23,5 | 23,5
5124N | P-TQFP-0178-2020-0,40 | P-LQFP/176-20x20-0,40 | 23,0 | 20,0 | 0,29 | 1,5 | 0,40 | 23,5 | 23,5
5126N | P-TQFP-0176-2424-0,50 | P-LQFP/176-24x24-0,50 | 27,0 | 24,0 | 0,33 | 1,5 | 0,50 | 27,5 | 27,5
5127N | P-TQFP-0216-2424-0,40 | P-LQFP/216-24x24-0,40 | 27,0 | 24,0 | 0,29 | 1,5 | 0,40 | 27,5 | 27,5
Level 3
50951 P-TQFP-0032-0505-0,50 | P-LQFP/032-5x5-0,50 75 | 50 | 0,25 | 1,25 J.a0| | 7.7 | 7.7
50961 P-TQFP-0040-0505-0,40 | P-LQFP/040-5x5-0,40 75 | 50 | 0,20 | 1,26)[-0,40[ | 7.7 | 7.7
50971 P-TQFP-0032-0707-0,80 | P-LQFP/032-7x7-0,80 95 | 7,0 | 0,40 | 125 | 0,80 | 9,7 | 9,7
5098l P-TQFP-0040-0707-0,65 | P-LQFP/040-7x7-0,65 95 | 7,0 | 0,35 44,25 | 0,65 | 9,7 | 9,7
50991 P-TQFP-0048-0707-0,50 | P-LQFP/048-7x7-0,50 95 | 7.0 | 0.28)| 1,25 | 0,50 | 9,7 | 9,7
5100l P-TQFP-0064-0707-0,40 | P-LQFP/064-7x7-0,40 95 | 7,0 |20 | 1,25 | 0,40 | 9,7 | 9,7
51011 P-TQFP-0080-0707-0,30 | P-LQFP/080-7x7-0,30 95 | 7,0.1~0,15 | 1,25 | 0,30] | 9,7 | 9,7
5102l P-TQFP-0044-1010-0,80 | P-LQFP/044-10x10-0,80 | 12,5 | 10,0 | 0,40 | 1,25 | 0,80 | 12,7 | 12,7
5103l P-TQFP-0052-1010-0,65 | P-LQFP/052-10x10-0,65 | 12,54 10.0 | 0,35 | 1,25 | 0,65 | 12,7 | 12,7
51041 P-TQFP-0064-1010-0,50 | P-LQFP/064-10x10-0,50 | 125 10,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 12,7 | 12,7
5105] P-TQFP-0080-1010-0,40 | P-LQFP/080-10x10-0,40 | 12)5 | 10,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 12,7 | 12,7
51061 P-TQFP-0120-1010-0,30 | P-LQFP/120-10x10-0,30,~[- 12,5 | 10,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 12,7 | 12,7
51071 P-TQFP-0064-1212-0,65 | P-LQFP/064-12x12-0,65 | 14,5 | 12,0 | 0,35 | 1,25 | 0,65 | 14,7 | 14,7
5108l P-TQFP-0080-1212-0,50 | P-LQFP/080-12x12-0,60 | 14,5 | 12,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 14,7 | 14,7
51001 P-TQFP-0100-1212-0,40 | P-LQFP/100-12x12:0,40 | 14,5 | 12,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40| | 14,7 | 14,7
5110l P-TQFP-0144-1212-0,30 | P-LQFP/144-12¢12-0,30 | 14,5 | 12,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 14,7 | 14,7
51111 P-TQFP-0064-1414-0,80 | P-LQFP/064-14x14-0,80 | 16,5 | 14,0 | 0,40 | 1,25 | 0,80| | 16,7 | 16,7
51121 P-TQFP-0080-1414-0,65 | P-LQFP/O80-14x14-0,65 | 16,5 | 14,0 | 0,35 | 1,25 | 0,65 | 16,7 | 16,7
5113l P-TQFP-0100-1414-0,50 | P-LQFP/100-14x14-0,50 | 16,5 | 14,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 16,7 | 16,7
5114l P-TQFP-0120-1414-0,40 | R-CQFP/120-14x14-0,40 | 16,5 | 14,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 16,7 | 16,7
51151 P-TQFP-0168-1414-0,30 | P-LQFP/168-14x14-0,30 | 16,5 | 14,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 16,7 | 16,7
5116l P-TQFP-0120-1616-0,50. - P-LQFP/120-16x16-0,50 | 18,5 | 16,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50| | 18,7 | 18,7
51171 P-TQFP-0144-1616-0,40) | P-LQFP/144-16x16-0,40 | 18,5 | 16,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40| | 18,7 | 18,7
5118l P-TQFP-0184-1616-0,30 | P-LQFP/184-16x16-0,30 | 18,5 | 16,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 18,7 | 18,7
5119l P-TQFP-0128-1818-0,50 | P-LQFP/128-18x18-0,50 | 20,5 | 18,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 20,7 | 20,7
51201 P-TQFP-0160-1818-0,40 | P-LQFP/160-18x18-0,40 | 20,5 | 18,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 20,7 | 20,7
51211 P-TQFP-0216-1818-0,30 | P-LQFP/216-18x18-0,30 | 20,5 | 18,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 20,7 | 20,7
5122l P-TQFP-0112-2020-0,65 | P-LQFP/112-20x20-0,65 | 22,5 | 20,0 | 0,35 | 1,25 | 0,65 | 22,7 | 22,7
51231 P-TQFP-0144-2020-0,50 | P-LQFP/144-20x20-0,50 | 22,5 | 20,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 22,7 | 22,7
51241 P-TQFP-0178-2020-0,40 | P-LQFP/176-20x20-0,40 | 22,5 | 20,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 22,7 | 22,7
51251 PITQFP-0240-2020-0,30 | P-LQFP/240-20x20-0,30 | 22,5 | 20,0 | 0,15 | 1,25 | 0,30 | 22,7 | 22,7
51261 P-TQFP-0176-2424-0,50 | P-LQFP/176-24x24-0,50 | 26,5 | 24,0 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 26,7 | 26,7
5127L | P-TQFP-0216-2424-0,40 | P-LQFP/216-24x24-0,40 | 26,5 | 24,0 | 0,20 | 1,25 | 0,40 | 26,7 | 26,7

*

When the X dimension is used, it is necessary to confirm whether the space between adjacent land patterns is proper.

Figure 20 — PTQFP land pattern dimensions
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La Norme Internationale CEl 61188-5-5 a été établie par le comité technique 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

La présente version bilingue, publiée en 2009-09, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 91/704/FDIS et 91/736/RVD.

Le rapport de vote 91/736/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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La CEI 61188-5-5 doit étre lue conjointement avec la CEl 61188-5-1.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 61188, sous le titre général Cartes imprimées
et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation, peut étre consultée sur le site
internet de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date du
résultat de la maintenance indiquée sur le site internet de la CEl a I'adresse suivante:
"http://webstore.iec.ch", dans les données liées a la publication spécifique. A cette date, la
publication sera

* recaonduite;

* sugprimée;

* renpplacée par une édition révisée, ou
+ ampndée.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CElI 61188 couvre les plages d’accueil des composants a sorties en
aile de mouette sur quatre c6tés. Chaque article fournit des informations conformes au format
suivant.

Les dimensions de la plage d’accueil proposées dans la présente norme sont données en
fonction des calculs fondamentaux de tolérance combinés aux zones de protubérance de
brasure et aux excédents de surfaces (voir CEIl 61188-5-1, Prescriptions génériques). Le

périmeé

tre inclut tout ce qui concerne les besoins de fabrication normaux.
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bil. Les utilisateurs ont également la possibilité d'organiser les informations de fi
lles s'adaptent le mieux possible a leur conceptionspécifique.
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CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
CONCEPTION ET UTILISATION -

Partie 5-5: Considérations sur les liaisons pistes-soudures —
Composants a sorties en aile de mouette sur quatre cotés

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEIl 61188 fournit des informations sur la géométrie des, |plages
d’accugil utilisées pour la fixation en surface des composants électronique a sorties en file de
mouetfe sur quatre cotés. Le but des informations indiquées dans la présente-nerme|est de
fournir|{les dimensions, formes et tolérances appropriées des plages d’accuejl-pour mpntage
en surface afin de garantir une surface suffisante pour le raccord de brasure;’mais égajement
pour permettre l'inspection, la mise en essai et les retouches des joints de‘brasure.

Chaqup article contient une série de critéres particuliers de tellé)facon que l'information
présentée soit cohérente et fournisse des informations sur le composant, ses dimensipns, la
conception du joint de brasure, ainsi que les dimensions de la plage d’accueil.

Les dimensions de la plage d’accueil sont basées sur un-modéle mathématique qui étajlit une
plate-forme de fixation du joint de brasure sur la carte imprimée. Les modéles existants
créent|une plate-forme capable d’établir un alliage-de“brasure fiable utilisé pour fabriquer ce
joint (alliage sans plomb, étain-plomb, etc.).

Les exjgences du processus de refusion de brasure sont différentes et basées sur l'allipge de
brasurg et il convient qu’elles soient analysées pour que le processus soit au-dessus de cette
tempérdature pendant un temps suffisant\de fagon a réaliser une fixation métallurgique fiable.

2 Références normatives

Les dpcuments de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les réfélences
ntuels

CEIl 61|188-5-4\_Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisption —

3.1 Description générale du composant

La famille des sorties en aile de mouette sur les quatre c6tés se caractérise par des boitiers
carrés ou rectangulaires ayant ses sorties sur ses quatre cotés en forme d’aile de mouette. La
famille inclut des modeles de boftier en plastique et en céramique moulé. Les acronymes
PQFP (boftier plat en plastique avec broches sur les quatre cotés) et CQFP (boftier plat en
céramique avec broches sur les quatre cotés) sont également utilisés pour décrire la famille.

Il y a plusieurs pas de sortie dans la famille allant de 1,0 mm a 0,30 mm. Dans cette famille
des boitiers comportant de nombreuses sorties sont disponibles pour convenir aux puces
complexes possédant de nombreuses sorties.
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3.2 Marquage

Les familles de boitier PQFP et CQFP sont généralement identifiées par les références
fabricant de la piéce, le nom ou le symbole du fabricant et un repére sur la broche 1. Certains
boftiers peuvent avoir une caractéristique de broche 1 dans le cas d’une forme a la place du
marquage de la broche 1. Des marquages supplémentaires peuvent inclure le code date du
lot de fabrication et/ou le lieu de fabrication.

3.3 Format du support d’emballage

Le format du support d’emballage peut étre sous la forme d’'un tube mais les supports
d’emballage plateau sont préférés pour leurs meilleures maniabilités et leurs applications
[anéité

Les bqitiers PQFP et CQFP sont normalement traités par des opérations de brasage par

Les pi¢ces a pas fin et a sorties multiples peuvent nécessiter unstraitement spécial aufre que
les opérations normales de fabrication, de refusion, de placement €t de prélévement.

4 Bagitier PQFP (carré)

4.1 Champ d'application

Le présent article fournit les dimensions des_Gomposants et des plages d’accueil pour les
compopants a boftiers PQFP (boitier plat en>plastique avec broches sur les quatre|cotés)
carrés| La construction de base des dispositifs a boitier PQFP est également couverte. A la
fin de et article sont énumérées les toléfances et les dimensions de référence des jojnts de
brasure utilisées pour parvenir aux dimensions des plages d’accueil.

4.2 Pescriptions du composant

Les bojitiers PQFP sont largement utilisés dans de nombreuses applications, que ce sojt dans
I’électrpnique militaire, industrielle ou grand public.

4.2.1 Construction'de base

Le boifier platcaybroches sur les quatre cotés a été congu pour les applications nécessitant
une fajble hauteur et une importante densité. Les boitiers PQFP ainsi que les composants
LSOP pont.frequemment utilisés dans les applications a carte mémoire (voir Figure 1).

4.2.1.1 Matériaux des bornes

Les sorties doivent étre recouvertes de brasure composée d’un alliage étain/plomb. I
convient que la brasure contienne entre 58 % et 68 % d'étain. La brasure peut étre appliquée
sur les sorties par I'immersion dans une solution chaude ou par métallisation. Il convient que
les bornes métallisées par la brasure soient soumises a postériori a 'opération de refusion de
la métallisation pour faire fondre la brasure. Il convient que la finition en étain/plomb soit
d’une épaisseur minimale de 0,007 5 mm.

4.2.1.2 Marquage

Toutes les pieces doivent étre identifiées par un numéro de piece et une zone d'indice. La
zone d'indice doit identifier 'emplacement de la borne 1.
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4.2.1.3 Format du support d’emballage

Le format du support d’emballage des boftiers plats peut étre de forme tubulaire mais dans la
plupart des cas, les boftiers plats sont fournis en support plateau.

4.2.1.4 Examen du processus

Les boitiers PQFP sont habituellement traités en utilisant des processus de refusion de
soudure normaux. Il convient que les piéces puissent résister a dix cycles du systéme de
soudure par refusion fonctionnant a 235 °C. Chaque cycle doit comprendre une exposition a
235 °C pendant 60 s.

4.3

Les dg
les do
dans lg

IEC) 2022/07

Figure 1 — Boitier PQFP (carré)

Dimensions du composant
nnées sur les dimensions de la plage d’accueil peuvent nécessiter d’étre ajus

s fiches techniques JEDEC et/ou™JEITA.

La Figlire 2 fournit les dimensions de composants pour les composants a boitier PQFP

fées si

hnées sur les dimensions du composant ne correspondent pas a celles mentignnées

(carré).
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Dimensions en millfmetres
L2 L1 Ly
Codes EIAJ Code JEDEC
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-QFP-0036-0505-1,00 P-QFP/036-5x5-1,00 12,95 13,45 12,95 13,45 0,73 1,03
P-QFP-0044-0505-0,80 P-QFP/044-5x5-0,80 12,95 13,45 12,95 13,45 0,73 1,03
P-QFP-0052-0505-0,65 P-QFP/052-5x5-0,65 12,95 13,45 12,95 13,45 0,73 1,03
P-QFP-0048-1212-0,80 P-QFP/048-12x12-0,80 14,95 15,45 14,95 13,45 0,73 1,03
P-QFP-0052-1414-1,00 P-QFP/052-14x14-1,00 16,95 17,45 16,95 17,45 0,73 1,03
P-QFP-0064-1414-0,80 P-QFP/064-14x14-0,80 16,95 17,45 16,95 17,45 0,73 1,03
P-QFP-0080-1414-0,65 P-QFP/080-14x14-0,65 15,75 17,45 16,95 17,45 0,73 1,03
P-QFP-0100-1414-0,50 P-QFP/100-14x14+<0,;50 15,75 16,25 15,75 16,25 0,45 0,75
P-QFP-0120-1414-0,40 P-QFP/120-14x14-0,40 15,75 16,25 15,75 16,25 0,45 0,75
P-QFP-0168-1414-0,30 P-QFP/168<14x14-0,30 15,75 16,25 15,75 16,25 0,45 0,75
P-QFP-0076-2020-1,00 P-QFP/076-20x20-1,00 22,95 23,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0076-2020-1,00 P-QFP/076-20x20-1,00 22,95 23,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0088-2020-0,80 P-QFP/088-20x20-0,80 22,95 23,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0088-2020-0,80 P-QFP/088-20x20-0,80 22,95 23,45 22,95 23,45 0,73 1,03
w S* B A P H
Remarques
Min. Nom. Max. Min. Max.
0,34 0,40 0,46 10,89 11,55 10,0 10,0 1,00 2,45
0,29 0§35 0,41 10,89 11,55 10,0 10,0 0,80 2,45
0,22 0730 0,36 10,89 11,55 10,0 10,0 0,65 2,45
0,29 0,35 0,41 12,89 13,55 12,0 12,0 0,80 2,45
0,34 0,40 0,46 14,89 15,55 14,0 14,0 1,00 3,15
0,29 0,35 0,41 14,89 15,55 14,0 14,0 0,80 3,15
0,22 0,30 0,36 14,89 15,55 14,0 14,0 0,65 3,15
0,17 0,20 0,23 14,25 14,91 14,0 14,0 0,50 3,15
0,13 0,16 0,19 14,25 14,91 14,0 14,0 0,40 3,15
0,09 0,12 0,15 14,25 14,91 14,0 14,0 0,40 3,15
0,34 0,40 0,46 20,89 21,55 | 20,0 20,0 1,00 3,15 Faible distance d’isolement
0,34 0,40 0,46 20,89 21,55 20,0 20,0 1,00 3,40 Importante distance d’isolement
0,29 0,35 0,41 20,89 21,55 | 20,0 20,0 0,80 3,15 Faible distance d’isolement
0,29 0,35 0,41 20,89 21,55 20,0 20,0 0,80 3,40 Importante distance d’isolement

*  Valeur calculée.

Figure 2 — Dimensions des composants a boitier PQFP (carré)



https://iecnorm.com/api/?name=f90e0896c01be9d8d9b48034000d06cf

61188-5-5 © CEI:2007 - 53 -
TS
NIRRT
A — — v
—] =t
—] }‘[
—] —
3o —] Jf — —
—] — =
—] — Y )
y — L VAl |
I R
o
—- L4 >
y
SHHHHHHHHA =
A
L%‘ IEC 2023/07
Dimehsions en millimetfes
L2 =1 Lp
Codes EIAJ Code JEDEC
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-QFP-0112-2020-0,65 P-QFP/112-20x20-0,65 22,95 | 23,45 ,| 22,95 | 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0112-2020-0,65 P-QFP/112-20x20-0,65 22,95 | 23,45 22,95 | 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0144-2020-0,50 P-QFP/144-20x20-0,50 21,75 | 2225 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0144-2020-0,50 P-QFP/144-20x20-0,50 21,75 /22,25 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0176-2020-0,40 P-QFP/176-20x20-0,40 21,75 [~22,25 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0176-2020-0,40 P-QFP/176-20x20-0,40 24575 | 22,25 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0240-2020-0,30 P-QFP/240-20x20-0,30 21,75 | 22,25 | 21,75 | 22,25 0,45 0,75
P-QFP-0176-2424-0,50 P-QFP/176-24x24-0,50 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 0,45 0,75
P-QFP-0176-2424-0,50 P-QFP/176-24x24-0,50 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 0,45 0,75
P-QFP-0216-2424-0,40 P-QFP/216-24x24-Q¢40 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 0,45 0,75
P-QFP-0216-2424-0,40 P-QFP/216-24x24-0,40 26,35 | 26,85 | 26,35 | 26,85 0,45 0,75
P-QFP-0128-2828-0,80 P-QFP/128-28x28-0,80 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 0,73 1,03
P-QFP-0128-2828-0,80 P-QFP/128528x28-0,80 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 0,73 1,03
P-QFP-0160-2828-0,65 P-QFP/160-28x28-0,65 30,95 | 31,45 | 30,95 | 31,45 0,73 1,03
w S*
B A P H Remarques
Min Nom. Makx. Min. Max.
0,22 0,30 0,86 20,89 | 21,55 | 20,0 | 20,0 0,65 3,15 Faible distance d’isolemgnt
0,22 0,30 0,36 20,89 21,55 | 20,0 | 20,0 0,65 3,40 Importante distance d’isglement
0,17 0,2 0,23 20,25 | 20,91 | 20,0 | 20,0 0,50 3,15 Faible distance d’isolemégnt
0,17 0,2 0,23 20,25 | 20,91 | 20,0 | 20,0 0,50 3,40 Importante distance d’isglement
0,13 0,16 0,19 20,25 | 20,91 | 20,0 | 20,0 0,40 3,15 Faible distance d’isolemgnt
0,1 016 019 2025 2091 200 1 200 040 3.40 lmportante-distance-dlisdlement
0,09 0,12 0,15 20,25 | 20,91 | 20,0 | 20,0 0,30 3,40 Faible distance d’isolement
0,17 0,2 0,23 24,85 25,51 24,0 | 24,0 0,50 3,85 Importante distance d’isolement
0,17 0,2 0,23 24,85 | 25,51 | 24,0 | 24,0 0,50 4,10 Faible distance d’isolement
0,13 0,16 0,19 24,85 | 25,51 | 24,0 | 24,0 0,40 3,85 Importante distance d’isolement
0,13 0,16 0,19 24,85 | 25,51 | 24,0 | 24,0 0,40 4,10 Faible distance d’isolement
0,29 0,35 0,41 28,89 29,55 | 28,0 | 28,0 0,80 3,85 Importante distance d’isolement
0,29 0,35 0,41 28,89 | 29,55 | 28,0 | 28,0 0,80 4,10 Faible distance d’isolement
0,22 0,3 0,36 28,89 | 29,55 | 28,0 | 28,0 0,65 3,85 Importante distance d’isolement

*

Valeur calculée.

Figure 2 (suite)
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Dimensions en millinjetres
Codes EIAJ Code JEDEC L2 L1 Lp
Min. Max. Ming, Max. Min. Max.
P-QFP-0160-2828-0,65 P-QFP/160-28x28-0,65 30,95 31,45 30,95 31,45 0,73 1,03
P-QFP-0208-2828-0,50 P-QFP/208-28x28-0,50 30,35 30,85 30,35 30,85 0,45 0,75
P-QFP-0208-2828-0,50 P-QFP/208-28x28-0,50 30,35 30,85 30,35 30,85 0,45 0,75
P-QFP-0256-2828-0,40 P-QFP/256-28x28-0,40 30,35 30,85 30,35 30,85 0,45 0,75
P-QFP-0256-2828-0,40 P-QFP/256-28x28-0,40 30,35 30,85 30,35 30,85 0,45 0,75
P-QFP-0184-3232-0,65 P-QFP/184-32x32-0,65 34,05 35,45 34,95 35,45 0,73 1,03
P-QFP-0240-3232-0,50 P-QFP/240-32x32-0,50 34,95 34,85 34,95 34,85 0,45 0,75
P-QFP-0296-3232-0,40 P-QFP/296-32x32-0,40 34,95 34,85 34,95 34,85 0,45 0,75
P-QFP-0272-3636-0,50 P-QFP/272-36x36-0550 38,35 38,85 38,35 38,85 0,45 0,75
P-QFP-0336-3636-0,40 P-QFP/336-36x36-0,40 38,35 38,85 38,35 38,85 0,45 0,75
P-QFP-0232-4040-0,65 P-QFP/232440x40-0,65 42,95 43,45 42,95 43,45 0,73 1,03
P-QFP-0304-4040-0,50 P-QFP7304-40x40-0,50 42,35 42,85 42,35 42,85 0,45 0,75
P-QFP-0376-4040-0,40 P-QFP/376-40x40-0,40 42,35 42,85 42,35 42,85 0,45 0,75
w S* B A P H
Min Nom. Max. Max Max. Remarques
0,22 0,3 0,36 28,89 | 29,55 28,0 | 28,0 | 0,65 | 4,10 | Faible distance d’isolemént
0,17 0;2 0,23 28,85 29,51 28,0 28,0 | 0,50 3,85 Importante distance d’isglement
0,17 0,2 0,23 28,85 29,51 28,0 28,0 | 0,50 4,10 Importante distance d’isglement
0,1 646 649 28-85——20;54 28-0—128:01-6:40—1—3:85—mportante-distanece-diselement
0,13 0,16 0,19 28,85 29,51 28,0 28,0 | 0,40 4,10 Importante distance d’isolement
0,22 0,3 0,36 32,89 29,51 32,0 32,0 | 0,65 4,10 Importante distance d’isolement
0,17 0,2 0,23 33,45 | 33,89 32,0 32,0 | 0,50 4,10 Importante distance d’isolement
0,13 0,16 0,19 33,45 | 33,89 32,0 32,0 | 0,40 4,10 Importante distance d’isolement
0,17 0,2 0,23 36,85 37,51 36,0 36,0 | 0,50 4,50 Importante distance d’isolement
0,13 0,16 0,19 36,85 37,51 36,0 36,0 | 0,40 4,50 Importante distance d’isolement
0,22 0,3 0,36 40,89 | 41,55 40,0 40,0 | 0,65 4,50 Importante distance d’isolement
0,17 0,2 0,23 40,85 41,51 40,0 40,0 | 0,50 4,50 Importante distance d’isolement
0,13 0,16 0,19 40,85 41,51 40,0 40,0 | 0,40 4,50 Importante distance d’isolement

Valeur calculée.

Figure 2 (suite)



https://iecnorm.com/api/?name=f90e0896c01be9d8d9b48034000d06cf

61188-5-5 © CEI:2007 - 55 -

4.4 Conception des raccords de joint de brasure

La Figure 3 donne les dimensions et la forme du raccord de brasure aprés le processus de
brasage. Les dimensions minimales, médianes et maximales de chaque pied, talon et raccord
latéral sont déterminées en prenant en compte la fiabilité du joint de brasure et également la
qualité et la productivité dans le processus de montage des piéces.

Lors de la conception des plages d’accueil, trois facteurs de précision nécessitent d’étre pris
en compte:

— précision concernant les dimensions des piéeces (C);

4 HP- .1 + ol Hp l 'y h + HY H 4 L)
- }JIC\JIOIUII curnioeeTiidaiit 1o IIIUIILGSU UutTo PIUUCO SUTl TCO LAIlTo a UITuull IIIIPIIIIIUD \r }
— |précision concernant la forme des pastilles des cartes a circuit imprimés (F),
en plug des dimensions du raccord. Les formules pour obtenir les tolérances_issues e ces
facteurs sont essentiellement celles qui suivent:
a) Considération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignement (niveau 1)

Daps le processus de brasage a la vague, il n'y a pas d’effet d’auto-alignement. De e fait,
les|formules ne peuvent pas étre simplifiées mais demeurent ifichangées, comme syit:

Zmax = Lmin + 2J; max + Tt Tr \/FL12+P|_12+C|_2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymax—-Ty Ty = \/FL12+PL12+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Ts,= \/FL12+PL12+CW2

b) Considération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignement (niveau 2)

Zmax = Lmin + 2Jy mdn + T Tr= \/FL22+PL22+CL2

Gmin = Smax (rms) = 24y'mdn - Ty Ty = \/FL22+P|_22+C32

Xmax = Wmin +2Jg mdn + Tg Tg= \/FL22+PL22+CW2

c) Considération de conception lorsque brasé avec effet d’auto-alignement (niveau 3)

Zmax = Ltmin + 2J1 min + Tt Tr \/FL32+P|_32+C|_2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymin-Ty Ty = \/FL32+P|_32+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jg min + Tg Tg= \/FL32+PL32+CW2

Dans le processus de brasage par fusion, il y a un effet d’auto-alignement. Dans le processus
de brasage par fusion pour le montage en surface, le déplacement des piéces montées lors
du brasage peut étre annulé par I'effet d'auto-alignement (c’est pourquoi le facteur P peut étre
considéré comme égal a zéro).De plus, la tolérance de la précision concernant la forme des
pastilles des cartes a circuit imprimé est d’environ + 30 um, et cette valeur est extrémement
petite par rapport a la tolérance de la précision concernant les dimensions des piéces (c’est
pourquoi le facteur F peut étre considéré comme égal a zéro). De ce fait, les formules
peuvent étre simplifiées comme suit:

Tr=C_ Zmax = Lmin + 2Jrmin + C| = Lmax + 2Jymin
Ty = Cg, Gmin = Smax (rms) — 2Jymin — Cg
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Tg = Cy, Xmax = Wmin + 2Jgmin + Gy, = Wmax + 2Jgmin

De plus, la valeur suivante Gmin > A, B est également nécessaire si bien qu’il convient que la
pastille ne soit pas cachée sous le boitier QFP. La distance d’isolement du moule du
composant est quasi nulle. Il convient que la conception de la plage d’accueil soit réalisée de
facon a éviter que la connexion flotte a cause de la brasure sous le composant.

Tout autre tolérance que celle ci-dessus peut étre utilisée en fonction de la résistance de
brasage nécessaire, de la capacité du processus de production utilisé, et ainsi de suite.

ED _J9s W
/
i
NO
e T =
Zmax. _ Xmax.
IEC 2011/0f
Dimensions ep millimétres
Tolérance Joint de brasure
hypothétique Pied Talon Coté
Pas qu
composant F P Jr Jy Js
LAl | L ¢ | Max. |[Mdn | Min. | Cg | Max. | Mdn | Min. | Cy | Max. | Mdn | Min
L-2L-3 | L-2L-3 L ) : S : : w . :

1,0( 0,1 0,1 0,5 | 0,657/ 0,35 | 0,2 | 0,656 | 0,5 | 0,35 0,2 0,12 | 0,0p 0 0

0,8( 0,1 0,1 0,5 . j\\0}55 | 0,35 | 0,2 | 0,656 | 0,5 | 0,35 0,2 0,12 | 0,0p 0 0

0,64 0,1 0,1 0,6 ) 0,55 |03 | 0,2 | 0,656 | 05 | 0,35 0,2 0,14 | 0,0p 0 0

0,5( 0,1 0,1 0,5 | 0,55 |03 | 0,2 | 0,656 | 0,2 0,2 0,2 0,06 0 0 0

0,4( 0,1 0,1 0,5 | 0,55 |03 | 0,2 | 0,656 | 0,2 0,2 0,2 0,06 0 0 0

0,3( 0,1 0;1 0,5 | 0,55 |03 | 0,2 | 0,656 | 0,2 0,2 0,2 0,06 0 0 0
NOTE Lgs boitiers PQFR.dont le pas de sortie est inférieur ou égal a 0,5 mm ne sont pas adaptés au brasdge a la vague.

Figure 3 — Conception des raccords de joint de brasure

4.5 Dimensions des plages d’accueil

La Figure 4 donne Tes dimensions des plages daccueil des boitiers PQFP (carrés) pour le
brasage a la vague et par fusion. Ces valeurs sont calculées a partir des formules concernant
la conception des raccords de joint de brasure du 4.5.

Le périmetre est calculé selon la formule suivante et arrondi a la valeur la plus proche (le
facteur d’arrondi est au plus proche de 0,05 mm pour les valeurs minimales et au plus proche
de 0,5 mm pour les valeurs maximales).

CY, = {en choisissant la plus grande [L1min + F2+P2+C|_2 ] ou [Z1]} + (excédent de
surface x 2)
CY, = {en choisissant la plus grande [L2min + \/F2+P2+Cl_2 ] ou [Z2]} + (excédent de

surface x 2)
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Dimensions en mylimetres
Identifigation Code EIAJ Code JEDEC z |6 | x|y RKeley|ecy,
Niveau 1

5004M P-QFP-0036-0505-1,00 | P-QFP/036-5x5-1,00 14,6 | 10,0 | 0,63 23 | 1,00 |[16 | 16
5001M P-QFP-0044-0505-0,80 | P-QFP/044-5x5-0,80 14,6 | 10,0 | 0,585 2,3 | 0,80 | |16 | 16
5004M P-QFP-0052-0505-0,65 | P-QFP/052-5x5-0,65 14,6 | 10,0 17052 | 2,3 | 0,65 | |16 | 16
5004M P-QFP-0048-1212-0,80 | P-QFP/048-12x12-0,80 | 16,6 | 120 70,58 | 2,3 | 0,80 || 18 | 18
5004M P-QFP-0052-1414-1,00 | P-QFP/052-14x14-1,00 | 18,6 /44,0 | 0,63 | 2,3 | 1,00 | |20 | 20
5009M P-QFP-0064-1414-0,80 | P-QFP/064-14x14-0,80 | 18,6 14,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 ||20 | 20
5004M P-QFP-0080-1414-0,65 | P-QFP/080-14x14-0,65 |<48,6 | 14,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 ||20 | 20
5007M P-QFP-0100-1414-0,50 | P-QFP/100-14x14-0,50-)17,4 | 14,0 | 0,33 | 1,7 | 0,50 || 19 | 19
5004M P-QFP-0120-1414-0,40 | P-QFP/120-14x14-0040° | 17,4 | 14,0 | 0,29 | 1,7 | 0,40 |[19 | 19
501dM P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-4,00 | 24,6 | 20,0 | 0,63 | 2,3 | 1,00 | |26 | 26
5011M P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20X20-1,00 | 24,6 | 20,0 | 0,63 | 2,3 | 1,00 | |26 | 26
5014M P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 24,6 | 20,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | |26 | 26
5019M P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 24,6 | 20,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | |26 | 26
5014M P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 24,6 | 20,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | |26 | 26
5014M P-QFP-0112-2020-0,65 . | P~QFP/112-20x20-0,65 | 24,6 | 20,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | |26 | 26
5014M P-QFP-0144-2020-0,50.| P-QFP/144-20x20-0,50 | 23,4 | 20,0 | 0,33 | 1,7 | 0,50 ||25 | 25
501qM P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 23,4 | 20,0 | 0,33 | 1,7 | 0,50 | |25 | 25
5014M P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 23,4 | 20,0 | 0,29 | 1,7 | 0,40 ||25 | 25
5014M P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0,40 | 23,4 | 20,0 | 0,29 | 1,7 | 0,40 ||25 | 25
5021M P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 28,0 | 24,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | |29 | 29
5024M P-QFP:0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 28,0 | 24,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | |29 | 29
5024M PCQFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 28,0 | 24,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 ||29 | 29
5024M P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 28,0 | 24,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 |[29 | 29
5024M P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-28x28-0,80 | 32,6 | 28,0 | 0,58 | 2,3 | 0,80 | |34 | 34
5024M P-QFP-0128-2828-0,80 | P-QFP/128-28x28-0.80 | 32.6 | 28,0 | 058 | 2.3 | 0.80 || 34 | 34
5027M P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 32,6 | 28,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 34 | 34
5028M P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 32,6 | 28,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 34 | 34
5029M P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 32,0 | 28,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 33 | 33
5030M P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 32,0 | 28,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 33 | 33
5031M P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 32,0 | 28,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 33 | 33
5032M P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 32,0 | 28,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 33 | 33
5033M P-QFP-0184-3232-0,65 | P-QFP/184-32x32-0,65 | 36,6 | 32,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 38 | 38
5034M P-QFP-0240-3232-0,50 | P-QFP/240-32x32-0,50 | 36,4 | 33,0 | 0,33 | 1,7 | 0,50 | 38 | 38
5035M P-QFP-0296-3232-0,40 | P-QFP/296-32x32-0,40 | 36,4 | 33,0 | 0,29 | 1,7 | 0,40 | 38 | 38
5036M P-QFP-0272-3636-0,50 | P-QFP/272-36x36-0,50 | 40,0 | 36,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 41 | 41
5037M P-QFP-0336-3636-0,40 | P-QFP/336-36x36-0,40 | 40,0 | 36,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 41 | 41
5038M P-QFP-0232-4040-0,65 | P-QFP/232-40x40-0,65 | 44,6 | 40,0 | 0,52 | 2,3 | 0,65 | 46 | 46
5039M P-QFP-0304-4040-0,50 | P-QFP/304-40x40-0,50 | 44,0 | 40,4 | 0,33 | 1,8 | 0,50 | 45 | 45
5040M P-QFP-0376-4040-0,40 | P-QFP/376-40x40-0,40 | 44,0 | 40,4 | 0,29 | 1,8 | 0,40 | 45 | 45
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Identification

du modéle Code EIAJ Code JEDEC z G X Y P CY, | CY,
Niveau 2
5000N P-QFP-0036-0505-1,00 P-QFP/036-5x5-1,00 14,2 | 10,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00 | 14,7 | 14,7
5001N P-QFP-0044-0505-0,80 P-QFP/044-5x5-0,80 14,2 | 10,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 14,7 | 14,7
5002N P-QFP-0052-0505-0,65 P-QFP/052-5x5-0,65 14,2 | 10,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 14,7 | 14,7
5003N P-QFP-0048-1212-0,80 P-QFP/048-12x12-0,80 16,2 | 12,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 16,7 | 16,7
5004N P-QFP-0052-1414-1,00 P-QFP/052-14x14-1,00 18,2 | 14,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00 | 18,7 | 18,7
5005N P-QFP-0064-1414-0,80 P-QFP/064-14x14-0,80 18,2 | 14,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 18,7 | 18,7
500N P-QFP-0080-1414-0,65 P-QFP/080-14x14-0,65 18,2 | 14,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 \| [18,7 | 18,7
500fN P-QFP-0100-1414-0,50 P-QFP/100-14x14-0,50 17,0 | 14,0 | 0,33 | 1,50 }~0,50 | 17,5 | 17,5
5008N P-QFP-0120-1414-0,40 P-QFP/120-14x14-0,40 17,0 | 14,0 | 0,29 | 1,507*0,40 | 17,5 | 17,56
501N P-QFP-0076-2020-1,00 P-QFP/076-20x20-1,00 24,2 | 20,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00 | 24,7 | 24,7
5011N P-QFP-0076-2020-1,00 P-QFP/076-20x20-1,00 24,2 | 20,1 | 0,53)| 2,05 | 1,00 | 24,7 | 24,7
5012N P-QFP-0088-2020-0,80 P-QFP/088-20x20-0,80 24,2 | 20,1¢}.0v48 | 2,05 | 0,80 | [24,7 | 24,7
5013N P-QFP-0088-2020-0,80 P-QFP/088-20x20-0,80 24,2 | 20,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | |24,7 | 24,7
5014N P-QFP-0112-2020-0,65 P-QFP/112-20x20-0,65 24,2 N20,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | |24,7 | 24,7
5014N P-QFP-0112-2020-0,65 P-QFP/112-20x20-0,65 24,2 | 20,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 24,7 | 24,7
501N P-QFP-0144-2020-0,50 P-QFP/144-20x20-0,50 23,0 | 20,0 | 0,33 | 1,50 | 0,50 | [23,5 | 23,5
501N P-QFP-0144-2020-0,50 P-QFP/144-20x20-03;50 23,0 | 20,0 | 0,33 | 1,50 | 0,50 | [23,5 | 23,5
5014N P-QFP-0176-2020-0,40 P-QFP/176-20x20<0,40 23,0 | 20,0 | 0,29 | 1,50 | 0,40 | 23,5 | 23,5
5019N P-QFP-0176-2020-0,40 P-QFP/1765;20%20-0,40 23,0 | 20,0 | 0,29 | 1,50 | 0,40 | 23,5 | 23,5
5021N P-QFP-0176-2424-0,50 P-QFP/176-24x24-0,50 27,6 | 24,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | |28,1 | 28,1
5022N P-QFP-0176-2424-0,50 P-QERPM76-24x24-0,50 27,6 | 24,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | |28,1 | 28,1
5023N P-QFP-0216-2424-0,40 P-QFP/216-24x24-0,40 27,6 | 24,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | |28,1 | 28,1
5024N P-QFP-0216-2424-0,40 P-QFP/216-24x24-0,40 27,6 | 24,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | |28,1 | 28,1
502N P-QFP-0128-2828-0,80 P-QFP/128-28x28-0,80 32,6 | 28,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | [32,7 | 32,7
502¢N P-QFP-0128-2828-0,80 P-QFP/128-28x28-0,80 32,6 | 28,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | [32,7 | 32,7
502N P-QFP-0160-2828-0,65 P-QFP/160-28x28-0,65 32,6 | 28,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | [32,7 | 32,7
5028N P-QFP-0160-2828-0,65 P-QFP/160-28x28-0,65 32,6 | 28,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | [32,7 | 32,7
5029N P-QFP=0208-2828-0,50 P-QFP/208-28x28-0,50 31,6 | 28,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 |[832,1 | 32,1
503N P-QFP-0208-2828-0,50 P-QFP/208-28x28-0,50 31,6 | 28,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | 82,1 | 32,1
5031N P-QFP-0256-2828-0,40 P-QFP/256-28x28-0,40 31,6 | 28,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | 32,1 | 32,1
5032N RP-QFR-0256-2828-0:40 P-QFPR/2656-28x%28-0-40 34-6—28:4—1020—11,60—10-40 2,1 | 321
5033N P-QFP-0184-3232-0,65 P-QFP/184-32x32-0,65 36,2 | 32,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 36,7 | 36,7
5034N P-QFP-0240-3232-0,50 P-QFP/240-32x32-0,50 35,9 | 33,0 | 0,33 | 1,45 | 0,50 | 36,4 | 36,4
5035N P-QFP-0296-3232-0,40 P-QFP/296-32x32-0,40 359 | 33,0 | 0,29 | 1,45 | 0,40 | 36,4 | 36,4
5036N P-QFP-0272-3636-0,50 P-QFP/272-36x36-0,50 39,6 | 36,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | 40,1 | 40,1
5037N P-QFP-0336-3636-0,40 P-QFP/336-36x36-0,40 39,6 | 36,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | 40,1 | 40,1
5038N P-QFP-0232-4040-0,65 P-QFP/232-40x40-0,65 44,2 | 40,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 44,7 | 44,7
5039N P-QFP-0304-4040-0,50 P-QFP/304-40x40-0,50 43,6 | 40,4 | 0,33 | 1,60 | 0,50 | 44,1 | 44,1
5040N P-QFP-0376-4040-0,40 P-QFP/376-40x40-0,40 43,6 | 40,4 | 0,29 | 1,60 | 0,40 | 44,1 | 44,1
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Identification Code EIAJ Code JEDEC z G X | vy P | cy, | cY,
du modéle
Niveau 3
5000L P-QFP-0036-0505-1,00 | P-QFP/036-5x5-1,00 13,75 | 10,45 | 0,50 | 1,65 | 1,00 | 14,0 | 14,0
5001L P-QFP-0044-0505-0,80 | P-QFP/044-5x5-0,80 13,75 | 10,45 | 0,40 | 1,65 [ 0,80 | 14,0 | 14,0
5002L P-QFP-0052-0505-0,65 | P-QFP/052-5x5-0,65 13,75 | 10,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | 14,0 | 14,0
5003L P-QFP-0048-1212-0,80 | P-QFP/048-12x12-0,80 | 15,75 | 12,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | 16,0 | 16,0
5004L P-QFP-0052-1414-1,00 | P-QFP/052-14x14-1,00 | 17,75 | 14,45 | 0,50 | 1,65 | 1,00 | 18,0 | 18,0
5005L P-QFP-0064-1414-0,80 | P-QFP/064-14x14-0,80 | 17,75 | 14,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | 18,0 | 18,0
5006L P-QFP-0080-1414-0,65 | P-QFP/080-14x14-0,65 | 17,75 | 14,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | 18,0 | 18,0
5007L P-QFP-0100-1414-0,50 | P-QFP/100-14x14-0,50 | 16,55 | 13,85 | 0,25 | 1,35 | 0,501 ||16.8 | 16,8
5004L P-QFP-0120-1414-0,40 | P-QFP/120-14x14-0,40 | 16,55 | 13,85 | 0,20 | 1,35 | 040 ||16,8 | 16,8
5009L P-QFP-0168-1414-0,30 | P-QFP/168-14x14-0,30 | 16,55 | 13,85 | 0,15 | 1,35.|0,30 ||16,8 | 16,8
501QL P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 23,75 | 20,45 | 0,50 |1.85" | 1,00 ||24,0 | 24,0
5011{L P-QFP-0076-2020-1,00 | P-QFP/076-20x20-1,00 | 23,75 | 20,45 | 0,56)41,65 | 1,00 ||24,0 | 24,0
5012L P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 23,75 | 20,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 ||24,0 | 24,0
5013L P-QFP-0088-2020-0,80 | P-QFP/088-20x20-0,80 | 23,75 | 20,45 0,40 | 1,65 | 0,80 ||24,0 | 24,0
5014L P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 23,75 |,20,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 ||24,0 | 24,0
501§L P-QFP-0112-2020-0,65 | P-QFP/112-20x20-0,65 | 23,75 [\20,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 ||24,0 | 24,0
5014L P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50 | 22,55 | 19,85 | 0,25 | 1,35 | 0,50 ||22,8 | 22,8
5017L P-QFP-0144-2020-0,50 | P-QFP/144-20x20-0,50.<] 22,55 | 19,85 | 0,25 | 1,35 | 0,50 ||22,8 | 22,8
501§4L P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20-0;40% | 22,55 | 19,85 | 0,20 | 1,35 | 0,40 ||22,8 | 22,8
5019L P-QFP-0176-2020-0,40 | P-QFP/176-20x20:0)40 | 22,55 | 19,85 | 0,20 | 1,35 | 0,40 ||22,8 | 22,8
502QL P-QFP-0240-2020-0,30 | P-QFP/240-20%20-0,30 | 22,55 | 19,85 | 0,15 | 1,35 | 0,30 ||22,8 | 22,8
5021L P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFP/176-24x24-0,50 | 27,15 | 24,45 | 0,25 | 1,35 | 0,50 ||27.4 | 27,4
5022L P-QFP-0176-2424-0,50 | P-QFR/176-24x24-0,50 | 27,15 | 24,45 | 0,25 | 1,35 | 0,50 ||27.4 | 27,4
5023L P-QFP-0216-2424-0,40 | P-QFP/216-24x24-0,40 | 27,15 | 24,45 | 0,20 | 1,35 | 0,40 ||27.4 | 27,4
5024L P-QFP-0216-2424-0,40 “|[P-QFP/216-24x24-0,40 | 27,15 | 24,45 | 0,20 | 1,35 | 0,40 ||27.4 | 27,4
5024L P-QFP-0128-2828-0,80." | P-QFP/128-28x28-0,80 | 31,75 | 28,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 |[32,0 | 32,0
5026L P-QFP-0128-2828:0,80 | P-QFP/128-28x28-0,80 | 31,75 | 28,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 |[32,0 | 32,0
5027L P-QFP-0160-2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 31,75 | 28,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 |[32,0 | 32,0
5024L P-QFP-0160;2828-0,65 | P-QFP/160-28x28-0,65 | 31,75 | 28,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 |[32,0 | 32,0
5029L P-QFR-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 31,15 | 28,45 | 0,25 | 1,35 | 0,50 |[|31,4 | 31,4
503QL P-QFP-0208-2828-0,50 | P-QFP/208-28x28-0,50 | 31,15 | 28,45 | 0,25 | 1,35 | 0,50 |[31,4 | 31,4
503{L P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 31,15 | 28,45 | 0,20 | 1,35 | 0,40 [[31,4 | 31,4
5032L P-QFP-0256-2828-0,40 | P-QFP/256-28x28-0,40 | 31,15 | 28,45 | 0,20 | 1,35 | 0,40 ||31,4 | 31,4
5033k P-QFR 0484-3232-0-65—|RP-QFR/484-32x32-0,65—|35.75—-32.4610.35- 4651 0-65-136,0 | 36,0
5034L P-QFP-0240-3232-0,50 | P-QFP/240-32x32-0,50 | 35,15 | 33,00 | 0,25 | 1,05 | 0,50 | 35,4 | 35,4
5035L P-QFP-0296-3232-0,40 | P-QFP/296-32x32-0,40 | 35,15 | 33,00 | 0,20 | 1,05 | 0,40 | 35,4 | 35,4
5036L P-QFP-0272-3636-0,50 | P-QFP/272-36x36-0,50 | 39,15 | 36,40 | 0,25 | 1,35 | 0,50 | 39,4 | 39,4
5037L P-QFP-0336-3636-0,40 | P-QFP/336-36x36-0,40 | 39,15 | 36,40 | 0,20 | 1,35 | 0,40 | 39,4 | 39,4
5038L P-QFP-0232-4040-0,65 | P-QFP/232-40x40-0,65 | 43,75 | 40,40 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | 44,0 | 44,0
5039L P-QFP-0304-4040-0,50 | P-QFP/304-40x40-0,50 | 43,15 | 40,40 | 0,25 | 1,35 | 0,50 | 43,4 | 43,4
5040L P-QFP-0376-4040-0,40 | P-QFP/376-40x40-0,40 | 43,15 | 40,40 | 0,20 | 1,35 | 0,40 | 43,4 | 43,4

* Lorsque la dimension X est utilisée, il est nécessaire de confirmer si I’espace entre les plages d'accueil adjacentes

est convenable.

Figure 4 — Dimensions des plages d’accueil des boitiers PQFP (carrés)
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5 Boitier PQFP (rectangulaire)

5.1 Champ d'application

Le présent article fournit les dimensions des composants et des plages d’accueil pour les
composants a boitiers PQFP (boitier plat en plastique avec broches sur les quatre cotés)
rectangulaires. La construction de base des dispositifs a boitier PQFP est également couverte.
A la fin de cet article sont énumérées les tolérances et les dimensions de référence des joints
de brasure utilisées pour parvenir aux dimensions des plages d’accueil.

5.2 Descriptions du composant

Les bofitiers PQFP sont largement utilisés dans de nombreuses applications, que ce-$ojft dans
I’électrpnique militaire, industrielle ou grand public.

5.2.1 Construction de base

Le boifier plat a broches sur les quatre cOtés a été congu pour les applications nécgssitant
une fajble hauteur et une importante densité. Les boitiers PQFP ainsi-que les composants
LSOP gont fréequemment utilisés dans les applications a carte mémaire: (voir Figure 5).

5.2.1.1 Matériaux des bornes

Les so¢rties doivent étre recouvertes de brasure composée d’un alliage étain/plgmb. Il
convient que la brasure contienne entre 58 % et 68 % d'étain. La brasure peut étre appliquée
sur leg sorties par I'immersion dans une solution chaude€ ou par métallisation. Il convignt que
les bornnes métallisées par la brasure soient soumises a postériori a 'opération de refugion de
la métpllisation pour faire fondre la brasure. Il €onvient que la finition en étain/plomb soit
d’une ¢paisseur minimale de 0,007 5 mm.

Pour Ig¢s applications nécessitant le retrait'de plomb, il existe plusieurs finitions sans|plomb
ou compatibles sans plomb. Il convient'que des essais de brasabilité soient appliqhés en
suivani la CEIl 60068-2-54 pour déterminer la capacité de fixation du type de compposant
applicgble.

5.2.1.2 Marquage

Touted les piéces doivent étre identifiées par un numéro de piéce et une zone d'ind|ce. La
zone dfindice doit ideftifier 'emplacement de la borne 1.

5.2.1.3 Format du support d’emballage

Le format du'support d’emballage des boitiers plats peut étre de forme tubulaire mais dans la
plupar{ des.Cas, les boitiers plats sont fournis en support plateau.

5.21.4 Examen du processus

Les boitiers PQFP sont habituellement traités en utilisant des processus de refusion de
soudure normaux. Il convient que les piéces puissent résister a dix cycles d’'un systéme de
soudure par refusion normal fonctionnant a 235 °C. Chaque cycle doit comprendre une
exposition a 235 °C pendant 60 s.


https://iecnorm.com/api/?name=f90e0896c01be9d8d9b48034000d06cf

61188-5-5 © CE|:2007

- 61—

Figure 5 — Boitier PQFP (rectangulaire)
5.3 Dimensions du composant
Les dgnnées sur les dimensions de la plage d’accueil peuvent nécessiter d’étre ajusfées si
les données sur les dimensions du composant ne correspondent pas a celles mentipnnées
dans lgs fiches techniques JEDEC et/ou JEITA.
La Figure 6 fournit les dimensions de composants pourdes composants a boitier| PQFP
(rectangulaire).
- A -
P w
= _
ninaninn_ :
| — —
| — —
=5 o+ B 8 =
| — —
| — —
RE L =
=
Lp gh
Y
I
S s !
- IEC 2026/07
Dimensions en millmetres
Codes EIAJ Code JEDEC L2 L1 Lp
M- Max: M- Max: MH Max.
P-QFP-0064-1420-1,00 P-QFP/064-14x20-1,00 16,95 17,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0080-1420-0,80 P-QFP/080-14x20-0,80 16,95 17,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0100-1420-0,65 P-QFP/100-14x20-0,65 16,95 17,45 22,95 23,45 0,73 1,03
P-QFP-0256-2840-0,50 P-QFP/256-28x40-0,50 29,75 30,25 41,75 42,25 0,45 0,75
w S1* S2* B A P H
- - - Remarques
Min. Nom Max. Min. Max. Min. Max.
0,34 0,4 0,46 | 14,89 | 15,55 | 20,89 | 21,55 | 14,0 | 20,0 | 1,00 | 3,15
0,29 | 0,35 | 0,41 | 14,89 | 15,55 | 20,89 | 21,55 | 14,0 | 20,0 | 0,80 | 3,15
0,22 0,3 0,36 | 14,89 | 15,55 | 20,89 | 21,55 | 14,0 | 20,0 | 0,65 | 3,15
0,17 0,2 0,23 | 28,25 | 28,91 | 40,25 | 40,91 | 28,0 | 40,0 | 0,50 | 4,60

Valeur calculée.

Figure 6 — Dimensions des composants a boitier PQFP (rectangulaire)
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5.4 Conception des raccords de joint de brasure

La Figure 7 donne les dimensions et la forme du raccord de brasure aprés le processus de
brasage. Les dimensions minimales, médianes et maximales de chaque pied, talon et raccord
latéral sont déterminées en prenant en compte la fiabilité du joint de brasure et également la
qualité et la productivité dans le processus de montage des piéces.

Lors de la conception des plages d’accueil, trois facteurs de précision nécessitent d’étre pris
en compte:

— précision concernant les dimensions des piéces (C);

— précision concernant le montage des piéces sur les cartes a circuit imprimés (P):

— |précision concernant la forme des pastilles des cartes a circuit imprimés (F),

en plug des dimensions du raccord. Les formules pour obtenir les tolérances issues de ces
facteurs sont essentiellement celles qui suivent:
a) Conpsidération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignemenb (niveau 1)

Daps le processus de brasage a la vague, il n'y a pas d’effet d’auto-alignement. De|ce fait
les|formules ne peuvent pas étre simplifiées mais demeurent inchangées, comme syit:

Zmax = Lmin + 2J;y max + Tt Tr \/FL12+P|_12+C|_2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymax-Ty Ty = \/FL12+PL12+C82

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg= \/FL12+PL12+CW2

b) Considération de conception lorsque brasésans effet d’auto-alignement (niveau 2)

Zmax = Lmin + 2Jy mdn + T Tr= \/FL22+PL22+CL2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymdn - Ty Ty = \/FL22+P|_22+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jg mdn + Tg Tg= \/FL22+P|_22+va2

c) Conpsidération de conception lorsque brasé avec effet d’auto-alignement (niveau 3)

Zmax =4{min + 2J min + T Tr \/FL32+P|_32+C|_2

Gmin'= Smax (rms) — 2Jymin-Ty Ty = \/FL32+P|_32+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jg min + Tg Ts = Fus“+P+Cw”

Dans le processus de brasage par fusion, il y a un effet d’auto-alignement. Dans le processus
de brasage par fusion pour le montage en surface, le déplacement des piéces montées lors
du brasage peut étre annulé par I'effet d'auto-alignement (c’est pourquoi le facteur P peut étre
considéré comme égal a zéro). De plus, la tolérance de la précision concernant la forme des
pastilles des cartes a circuit imprimé est d’environ £ 30 um, et cette valeur est extrémement
petite par rapport a la tolérance de la précision concernant les dimensions des piéces (c’est
pourquoi le facteur F peut étre considéré comme égal a zéro). De ce fait, les formules
peuvent étre simplifiées comme suit:

Ty =C_ Zmax = Lmin + 2Jrmin + C| = Lmax + 2Jymin
Ty = Cg, Gmin = Smax (rms) — 2Jymin — Cg
Tg = Cy, Xmax = Wmin + 2Jgmin + C,y = Wmax + 2Jgmin
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De plus, la valeur suivante Gmin > A, B est également nécessaire si bien qu’il convient que la
pastille ne soit pas cachée sous le boitier QFP. La distance d’isolement du moule du
composant est quasi nulle. Il convient que la conception de la plage d’accueil soit réalisée de
fagcon a éviter que la connexion flotte a cause de la brasure sous le composant.

Tout autre tolérance que celle ci-dessus peut étre utilisée en fonction de la résistance de
brasage nécessaire, de la capacité du processus de production utilisé, et ainsi de suite.

Raccord de pied Raccord de talon Raccords latéraux
N _ds ow
D/
N

IEC 2011/07

Dimensions eh millimetres

Joint de brasure

Pas d Tolérances
as aqu Ati
compodant hypothétiques Pied Talon Coté
F P Jr I Js
Principal LA/ LA 1 ¢, | Max.ctMdn | Min. | ¢ Max. | Mdn | Min. | Cy | Max| | Mdn | Min
L-2/L-3 | L-2/L-3 L : : S . . w .
1,00 0,1 01 | 05./©55)035]| 015|065 | 05 | 035 | 02 | 012 | 0,08 | 00 | 00
0,80 0.1 01 | 05 055 035] 015 | 0656 | 05 | 035 | 02 | 012 | 0,05 | 0,0 | 0,0
0,65 0.1 01 05 ]055]035] 0150656 | 05 | 035 | 02 | 014 | 0,05/ | 0,0 | 0,0
0,50 0.1 0159705 | 055 | 035|015 | 0656 | 02 | 02 | 02 | 0,06 | 0.0]| 00 | 00

NOTE Lgs boitiers QFP dont e pas de sortie est inférieur ou égal & 0,5 mm ne sont pas adaptés au brasagp a la vague.

Figure 7 — Conception des raccords de joint de brasure

5.5 Pimensions des plages d’accueil

La Figurel 8 donne les dimensions des plages d’accueil des boitiers PQFP (rectangylaires)
pour le brasage a ta vague et par fusion. Ces valeurs sont calculées a partir des formules
concernant la conception des raccords de joint de brasure indiquées au 6.4.

Le périmetre est calculé selon la formule suivante et arrondi a la valeur la plus proche (le
facteur d’arrondi est au plus proche de 0,05 mm pour les valeurs minimales et au plus proche
de 0,5 mm pour les valeurs maximales).

CY, = {en choisissant la plus grande [L1min + F2+P2+C|_2 ] ou [Z1]} + (excédent de
surface x 2)
CY, = {en choisissant la plus grande [L2min + F2+P2+C|_2 ] ou [Z2]} + (excédent de

surface x 2)
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Dimensions en milfmétres
Identifigation Code . N
du mokele Code EIAJ JEDEC Z, Z, G, G, X Y P CY, CY,
Niveau 1
P-QFP-0064- P-QFP/064-
5041M 1420-1,00 14%20-1.00 24,6 18,6 20,0 14,0 { 0,63 | 2,30 | 1,00 26 20
1 P-QFP-0080- P-QFP/080-
5044M 1420-0,80 14%20-0.80 24,6 18,6 20,0 14,0 | 0,58 | 2,30 | 0,80 26 20
g P-QFP-0100- P-QFP/100-
5043M 1420-0,65 14%20-0,65 24,6 18,6 20,0 14,0 | 0,52 | 2,30 | 0,65 26 20
P-QFP-0256- P-QFP/256-
5044M 2840-0,50 28x40-0.50 43,4 3154 40,0 28,0 | 0,33 | 1,70 | 0,50 45 33
Niveau 2
P-QFP-0064- P-QFP/064- p
5041N 1420-1,00 14%20-1.00 24,2 18,2 20,1 14,1 | 0,53 | 2,05 | 1,00 | 44,7 18,7
4 P-QFP-0080- P-QFP/080- /
5042N 1420-0,80 14%20-0,80 24,2 18,2 20,1 14,1 | 0,48 | 2,05 | 0,80 | 44,7 18,7
P-QFP-0100- P-QFPR/4.00- p
5043N 1420-0,65 14x20-0.65 24,2 18,2 20,1 14,1 | 0,42 | 2,05 | 0,65 | 44,7 18,7
P-QFP-0256- P-QFP/256-
5044N 2840-0.50 28x40-0,50 43,0 31,0 40,0 28,0 | 0,33 11,50 | 0,50 | 43,5 31,5
Niveau 3
P-QFP-0064- P-QFP/064- 1
5041L 1420-1.00 14x20-1,00 23,75 | 17,75 | 20,45 | 14,45 | 0,50 | 1,65 | 1,00 | 44,0 18,0
P-QFEP-0080- P-QFP/080- 1
5042L 1420-0,80 14%20-0.80 23,75 | 17,75 | 20,45 | 14,45 | 0,40 | 1,65 | 0,80 | 44,0 18,0
P-QFP-0100- P-QFP/100- 1
5043L 1420-0,65 14%20-0,65 23,75 | 17,75 | 20,45 | 14,45 | 0,35 | 1,65 | 0,65 | 44,0 18,0
P-QFP-0256- P-QFP7256-
5044L 2840-0,50 28x40-0.50 42,55 | 30,55 | 40,00 | 28,00 | 0,25 | 1,30 | 0,50 | 42,8 30,8

est convenable.

Lorsque la dimension X est utilisée, il est nécessaire de confirmer si 'espace entre les plages d'accueil adjacentes

Figure 8 — Dimensions des plages d’accueil des boitiers PQFP (rectangulaires)

6 Boitier PLQFP (carré)

6.1 Champ d'application

Le présent article fournit les dimensions des composants et des plages d’accueil pour les
composants a boitiers PLQFP (boitier plat en plastique a profil bas avec broches sur les
quatre cotés) carrés. La construction de base des dispositifs a boitier PLQP D est également
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couverte. A la fin de cet article sont énumérées les tolérances et les dimensions de référence
des joints de brasure utilisées pour parvenir aux dimensions des plages d’accueil.

6.2 Descriptions du composant

Les boitiers PLQFP sont largement utilisés dans de nombreuses applications, que ce soit
dans I'électronique militaire, industrielle ou grand public.

6.2.1 Construction de base

Le boitier plat a broches sur les quatre cO6tés a été congu pour les applications nécessitant
une faible hauteur et une importante densité. Les boitiers PLQFP ainsi que les composants
LSOP pont frequemment utilisés dans les applications a carte mémoire (voir Figure 9).

6.2.1.1 Matériaux des bornes

Les sorties doivent étre recouvertes de brasure composée d'un alliage) étain/plgmb. I
conviept que la brasure contienne entre 58 % et 68 % d'étain. La brasure{peut étre appliquée
sur leg sorties par I'immersion dans une solution chaude ou par métallisation. Il convignt que
les bornnes métallisées par la brasure soient soumises a postériori a-l'opération de refugion de
la métpllisation pour faire fondre la brasure. Il convient que la~finition en étain/plomb soit
d’une ¢paisseur minimale de 0,007 5 mm.

6.2.1.2 Marquage

Touted les piéces doivent étre identifiées par un nufméero de piéce et une zone d'ind|ce. La
zone dfindice doit identifier 'emplacement de la borne 1.

6.2.1.3 Format du support d’emballage

Le format du support d’emballage des bojtiers plats peut étre de forme tubulaire mais dans la
plupar{ des cas, les boitiers plats sont fournis en support plateau.

6.2.1.4 Examen du processus

Les bgitiers PQFP sont habitdellement traités en utilisant des processus de refusjon de
soudune normaux. Il convient que les piéces puissent résister a dix cycles d’'un syst§me de
soudune par refusion normial fonctionnant a 235 °C. Chaque cycle doit correspondre|a une
exposifion a 235 °C pendant 60 s.

IEC 2022/07

Figure 9 — Boitier PLQFP (carré)

6.3 Dimensions du composant

Les données sur les dimensions de la plage d’accueil peuvent nécessiter d’étre ajustées si
les données sur les dimensions du composant ne correspondent pas a celles mentionnées
dans les fiches techniques JEDEC et/ou JEITA.


https://iecnorm.com/api/?name=f90e0896c01be9d8d9b48034000d06cf

- 66 — 61188-5-5 © CEI:2007

La Figure 10 fournit les dimensions de composants pour les composants a bofitier PLQFP
(carré).
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Dimensions en millimétre
L2 L1 Lp
Codes EIAJ Code JEDEC Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-LQKP-0032-0505-0,50 P-LQFP/032-5x5-0,50 6,80 742 6,80 7,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0040-0505-0,40 P-LQFP/040-5x5-0,40 6,80 1,2 6,80 7,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0032-0707-0,80 P-LQFP/032-7x7-0,80 8,80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKP-0040-0707-0,65 P-LQFP/040-7x7-0,65 8,80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKP-0048-0707-0,50 P-LQFP/048-7x7-0,50 8:80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0064-0707-0,40 P-LQFP/064-7x7-0,40 8,80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0080-0707-0,30 P-LQFP/080-7x7-0,30 8,80 9,2 8,80 9,2 0,45 0,75
P-LQKP-0044-1010-0,80 P-LQFP/044-10x10-0;80 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0052-1010-0,65 P-LQFP/052-10x10%0765 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0064-1010-0,50 P-LQFP/064-10%10-0,50 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKP-0080-1010-0,40 P-LQFP/080-10x10-0,40 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKP-0120-1010-0,30 P-LQFR/420-10x10-0,30 11,80 12,2 11,80 12,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0064-1212-0,65 P-LQEPJ064-12x12-0,65 13,80 14,2 13,80 14,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0080-1212-0,50 P-LQFP/080-12x12-0,50 13,80 14,2 13,80 14,2 0,45 0,75
w S* B A P H
- Remarques
Min Nom. Max: Max. Max.
0,17 0,20 0,23 5,3 5,88 5,0 5,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 5,3 5,88 5,0 5,0 0,40 1,70
0,29 0735 0,41 7,3 7,88 7,0 7,0 0,80 1,70
0,22 0,30 0,36 7,3 7,88 7,0 7,0 0,65 1,70
0,17 0,20 0,23 7,3 7,88 7,0 7,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 7,3 7,88 7,0 7,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 7,3 7,88 7,0 7,0 0,30 1,70
0,29 0,35 0,41 10,3 10,88 10,0 10,0 0,80 1,70
0,22 0,30 0,36 10,3 10,88 10,0 10,0 0,65 1,70
0,17 0,20 0,23 10,3 10,88 10,0 10,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 10,3 10,88 10,0 10,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 10,3 10,88 10,0 10,0 0,30 1,70
0,22 0,30 0,36 12,3 12,88 12,0 12,0 0,65 1,70
0,17 0,20 0,23 12,3 12,88 12,0 12,0 0,50 1,70
* Valeur calculée.

Figure 10 — Dimensions des composants a boitier PLQFP (carré)
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Dimepsions en millimdtres
L2 L1 Lp
Codes EIAJ Code JEDEC
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-LQKFP-0100-1212-0,40 P-LQFP/100-12x12-0,40 13,8 14,2 13:8 14,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0144-1212-0,30 P-LQFP/144-12x12-0,30 13,8 14,2 1378 14,2 0,45 0,75
P-LQKP-0064-1414-0,80 P-LQFP/064-14x14-0,80 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKP-0080-1414-0,65 P-LQFP/080-14x14-0,65 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0100-1414-0,50 P-LQFP/100-14x14-0,50 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0120-1414-0,40 P-LQFP/120-14x14-0,40 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKP-0168-1414-0,30 P-LQFP/168-14x14-0,30 15,8 16,2 15,8 16,2 0,45 0,75
P-LQKP-0120-1616-0,50 P-LQFP/120-16x16-0,50 17,8 18,2 17,8 18,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0144-1616-0,40 P-LQFP/144-16x16-0,40 17,8 18,2 17,8 18,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0184-1616-0,30 P-LQFP/184-16x16-0,30 17,8 18,2 17,8 18,2 0,45 0,75
P-LQKP-0128-1818-0,50 P-LQFP/128-18X18-0,50 19,8 20,2 19,8 20,2 0,45 0,75
P-LQKP-0160-1818-0,40 P-LQFP/160-18X18:0,40 19,8 20,2 19,8 20,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0216-1818-0,30 P-LQFP/216-18X18-0,30 19,8 20,2 19,8 20,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0112-2020-0,65 P-LQFP/112-20X20-0,65 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
w S*
B A P H Remarques
Min Nom. Max. Max. Max.
0,13 0,16 0,19 12,3 12,88 12,0 12,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 12,3 12,88 12,0 12,0 0,30 1,70
0,29 0,35 0341 14,3 14,88 14,0 14,0 0,80 1,70
0,22 0,30 0,36 14,3 14,88 14,0 14,0 0,65 1,70
0,17 0,20 0,23 14,3 14,88 14,0 14,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 14,3 14,88 14,0 14,0 0,40 1,70
0,09 0712 0,15 14,3 14,88 14,0 14,0 0,30 1,70
0,17 0,20 0,23 16,3 16,88 16,0 16,0 0,50 1,70

0,13 0,16 0,19 16,3 16,88 16,0 16,0 0,40 1,70

0,09 0,12 0,15 16,3 16,88 16,0 16,0 0,30 1,70

0,17 0,20 0,23 18,3 18,88 18,0 18,0 0,50 1,70

0,13 0,16 0,19 18,3 18,88 18,0 18,0 0,40 1,70

0,09 0,12 0,15 18,3 18,88 18,0 18,0 0,30 1,70

0,22 0,30 0,36 20,3 20,88 20,0 20,0 0,65 1,70

*

Valeur calculée.

Figure 10 (suite)
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Dimepsions en millimdtres
L2 L1 Lp
Codes EIAJ Code JEDEC
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
P-LQKFP-0144-2020-0,50 P-LQFP/144-20X20-0,50 21,8 22,2 21;8 22,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0176-2020-0,40 P-LQFP/176-20X20-0,40 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
P-LQKP-0240-2020-0,30 P-LQFP/240-20X20-0,30 21,8 22,2 21,8 22,2 0,45 0,75
P-LQKP-0176-2424-0,50 P-LQFP/176-24X24-0,50 25,8 26,2 25,8 26,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0216-2424-0,40 P-LQFP/216-24X24-0,40 25,8 26,2 25,8 26,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0296-2424-0,30 P-LQFP/296-24X24-0,30 25,8 26,2 25,8 26,2 0,45 0,75
P-LQKP-0160-2828-0,65 P-LQFP/160-28X28-0,65 29,8 30,2 29,8 30,2 0,45 0,75
P-LQKP-0208-2828-0,50 P-LQFP/208-28X28-0,50 29,8 30,2 29,8 30,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0256-2828-0,40 P-LQFP/256-28X28-0,40 29,8 30,2 29,8 30,2 0,45 0,75
P-LQKFP-0344-2828-0,30 P-LQFP/344-28X28-0,30 29,8 30,2 29,8 30,2 0,45 0,75
w S*
B A P H Remarques
Min Nom. Max. Max. Max.
0,17 0,2 0,23 20,3 20,88 20,0 20,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 20,3 20,88 20,0 20,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 20,3 20,88 20,0 20,0 0,30 1,70
0,17 0,2 0,23 24,3 24,88 24,0 24,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 24,3 24,88 24,0 24,0 0,40 1,70
0,09 0,12 0,15 24,3 24,88 24,0 24,0 0,30 1,70
0,22 0,3 0,36 28,3 28,88 28,0 28,0 0,65 1,70
0,17 0,2 0,23 28,3 28,88 28,0 28,0 0,50 1,70
0,13 0,16 0,19 28,3 28,88 28,0 28,0 0,40 1,70
0,09 0,42 0,15 28,3 28,88 28,0 28,0 0,30 1,70
* \aleur calculée.

Figure 10 (suite)
6.4 Conception des raccords de joint de brasure

La Figure 11 donne les dimensions et la forme du raccord de brasure aprés le processus de
brasage. Les dimensions minimales, médianes et maximales de chaque pied, talon et raccord
latéral sont déterminées en prenant en compte la fiabilité du joint de brasure et également la
qualité et la productivité du processus de montage des piéces.

Lors de la conception des plages d’accueil, trois facteurs de précision nécessitent d’étre pris
en compte:

— précision concernant les dimensions des piéces (C);

— précision concernant le montage des piéces sur les cartes a circuit imprimés (P);
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— précision concernant la forme des pastilles des cartes a circuit imprimés (F),

en plus des dimensions du raccord. Les formules pour obtenir les tolérances issues de ces
facteurs sont essentiellement celles qui suivent:
a) Considération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignement (niveau 1)

Dans le processus de brasage a la vague, il n'y a pas d’effet d’auto-alignement. De ce fait
les formules ne peuvent pas étre simplifiées mais demeurent inchangées, comme suit:

Zmax = Lmin + 2Jr max + Tt T = \/FL12+P|_12+C|_2
P _ 2 2 2

Gmin = Smax (rms) — 2Jymax—-Ty Ty = \/FL1 +PL 1 +Cs

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg= \/FL12+P|_12+Cw2

b) Considération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignement (niveau 2)

Zmax = Lmin + 2J; mdn + Ty Tr= JRl+pl+o?

Gmin = Smax (rms) - 2Jymdn - Ty Ty = \/FL22+P|_22+C32

Xmax = Wmin + 2Jg mdn + Tg Tg= \/FL22+PL22+CW2

c) Considération de conception lorsque brasé avec effet,d’auto-alignement (niveau 3)

Zmax = Lmin + 2J min + Ty Tr \/FL32+P|_32+C|_2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymin-Ty Ty= \/FL32+P|_32+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jg min + Tg Ts = \/FL32+PL32+CW2

Dans lg processus de brasage par fusion, il y a un effet d’auto-alignement. Dans le progessus
de brapage par fusion pour le montage en surface, le déplacement des pieces montéps lors
du bragage peut étre annulé par I'effet d'auto-alignement (c’est pourquoi le facteur P pqut étre
considgré comme égal a zéro)."De plus, la tolérance de la précision concernant la forthe des
pastillgs des cartes a circuit imprimé est d’environ £ 30 um, et cette valeur est extrémement
petite par rapport a la tolérance de la précision concernant les dimensions des piéceg (c’est
pourgyoi le facteur F (peut étre considéré comme égal a zéro). De ce fait, les formules
peuvent étre simplifiées comme suit:

Tt fF C, Zmax=1Lmin + 2Jrmin + C| = Lmax + 2Jymin
Ty Cg Gmin = Smax (rms) — 2Jymin — Cg
TsF Ew/Xmax = Wmin + 2Jgmin + C\y = Wmax + 2Jgmin

De plus;Ta valeur suivanie Gmin = A, B st egalement necessaire si bien qu il convient que la
pastille ne soit pas cachée sous le boitier QFP. La distance d’isolement du moule du
composant est quasi nulle. Il convient que la conception de la plage d’accueil soit réalisée de
fagcon a éviter que la connexion flotte a cause de la brasure sous le composant.

Tout autre tolérance que celle ci-dessus peut étre utilisée en fonction de la résistance de
brasage nécessaire, de la capacité du processus de production utilisé, et ainsi de suite.
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Raccord de pied Raccord de talon Raccord latéral
Jr Js W
- -— -

I[EC 2011/07

Dimensions eh millimetres

Tolérances Joint de brasure
col::,fo?:m hypothétiques Pied Talén Coté
F P Jr o Js
Principal L-1/ LA/ 1 ¢, | Max. | Mdn | min. | C Max. | Mdn | Min. | Cy | Max| | Mdn | Min.
L-2/L-3 | L-2/L-3 L S w
0,80 0,1 01 |04 |055]|035]|015|10 | 05 |035]| 02 |02 005] 00 | 0,0
0,65 0,1 01 |04 |055]035] 015410 | 05 |035]| 02 | 0,14 | 0,05 | 00 | 0,0
0,50 0,1 01 |04 |055]035]|04| 10 | 02 | 02 | 02 006 00[] 00 | 00
0,40 0,1 01 |04 |055]0354015| 10 | 02 | 02 | 02 |006 | 00[] 00 | 00
0,30 0,1 01 |04 |055]|03 |015| 10 | 02 | 02 | 02 | 006 | 00[] 00 | 00

NOTE Lgs boitiers QFP dont le pas de sortie ést inférieur ou égal & 0,5 mm ne sont pas adaptés au brasagp a la vague.

Figure 11 — Conception des raccords de joint de brasure

6.5 PpPimensions des plages d’accueil

La Figure 12 donne les.dimensions des plages d’accueil des boitiers PLQFP (carrés) pour le
brasage a la vague«et-par fusion. Ces valeurs sont calculées a partir des formules congernant
la congeption desyraccords de joint de brasure indiquées au 7.4.

Le périmetrecest calculé selon la formule suivante et arrondi a la valeur la plus proghe (le
facteunl d’arrondi est au plus proche de 0,05 mm pour les valeurs minimales et au plus proche
de 0,5|mm’pour les valeurs maximales).

CY, = {en choisissant la plus grande [L1min + \1F2+P2+CL2 ] ou [Z1]} + (excédent de
surface x 2)
CY, = {en choisissant la plus grande [L2min + F2+P2+C|_2 ] ou [Z2]} + (excédent de

surface x 2)
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